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I. JOHDANTO
PANAVIA F 2.0 on kaksoiskovetteinen (valo- tai itsekovetteinen), 
röntgensäteitä läpäisemätön muovipohjainen sementtijärjestelmä 
metallisille ja silanoiduille posliinipaikoille sekä yhdistelmäpaikoille.
PANAVIA F 2.0 sisältää ED PRIMER II -nesteet, PANAVIA F 2.0 
Paste-pastat, ALLOY PRIMERin ja OXYGUARD II:n.
ED PRIMER II -aine sisältää HEMA-ainetta, 5-NMSA-ainetta ja 
MDP-ainetta, ja se koostuu Liquid A -nesteestä ja Liquid B -nesteestä.
PANAVIA F 2.0 -pasta vapauttaa fluoridia.
ALLOY PRIMER parantaa jalometalliseoksen ja PANAVIA F 2.0 
-pastan sidoslujuutta. OXYGUARD II on happi-inhibiittori, joka 
mahdollistaa PANAVIA F 2.0 Paste polymerisoinnin silloin kun 
valokovetusta ei käytetä. Tinaus ei ole tarpeen.

II. KÄYTTÖTARKOITUKSET
PANAVIA F 2.0 -ainetta käytetään seuraaviin sovellutuksiin:
[1] Metallisten kruunujen ja siltojen, runkojen ja tiivisteiden kiinnitys.
[2] Posliinikruunujen, runkojen, tiivisteiden ja suojapäällysteiden 

kiinnitys.
[3] Yhdistelmämuovista valmistettujen kruunujen, runkojen ja 

tiivisteiden kiinnitys.
[4] Kiinnityssiltojen kiinnitys.
[5] Hampaan ytimien ja esivalmistettujen tukien kiinnitys.
[6] Amalgaamin sitominen.

[HUOMAUTUS]
Käytä tapauskohtaisia paikkausaineen sävyjä.
Taulukko: Sideaineiden ja sovellutusten sävyt  

III. KONTRAINDIKAATIOT
[1] Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä 

metakrylaattimonomeerien suhteen
[2] Potilaat, joilla on aiemmin esiintynyt yliherkkyyttä asetonin suhteen

IV. SIVUVAIKUTUKSET
Suun limakalvot voivat vaalentua ED PRIMER II tai ALLOY PRIMER 
kanssa kosketuksiin joutuessaan proteiinin hyytymisen seurauksena. 
Tämä on kuitenkin väliaikaista, ja vaalentumat katoavat yleensä 
muutamassa päivässä. Yksittäisissä tapauksissa on esiintynyt 
haavautumia.

V. YHTEENSOPIMATTOMUUS
[1] Älä käytä eugenolia sisältäviä aineita ytimen suojaukseen ja 

väliaikaiseen sulkemiseen, sillä ne hidastavat kovettumista.
[2] Älä käytä rautayhdisteitä sisältäviä verenvuodon tyrehdyttäjiä, 

sillä ne saattavat heikentää tarttumista ja jäljelle jäävät rautaionit 
saattavat aiheuttaa reunojen tai ikenien haalistumista.

[3] Älä käytä PANAVIA F 2.0 -pastaa PANAVIA F -pastan kanssa, 
sillä silloin pastasekoitus ei kovetu tarpeeksi.

VI. VAROTOIMENPITEET
1. Varotoimenpiteet
1. Tämä tuote sisältää aineita, jotka saattavat aiheuttaa allergisen 

reaktion. Älä käytä tuotetta potilailla, jotka ovat allergisia 
metakrylaattimonomeereille tai muille ainesosille.

2. Jos potilaalla syntyy yliherkkyysreaktio, esimerkiksi ihottuma, 
tulehduksen oireet, haavaumat, turvotus, kutina tai tunnottomuus, 
lopettakaa tuotteen käyttö ja kääntykää lääkärin puoleen.

3. Tuotteen käytössä on noudatettava varovaisuutta, ettei sitä joudu 
iholle tai silmiin. Ennen käyttöä potilaan silmät on suojattava 
mahdollisilta roiskeilta peiteliinalla.

4. Jos tuotetta joutuu kosketuksiin ihmisen kudosten kanssa, toimi 
seuraavasti:
< Jos tuotetta pääsee silmiin >

Huuhtele silmä välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
< Jos tuotetta pääsee iholle tai suun limakalvoille >

Pyyhi välittömästi pois alkoholilla kostutetulla vanutupolla tai 
harsotaitoksella ja huuhtele runsaalla vedellä.

5. Ole varovainen, ettei potilas vahingossa niele tuotetta.
6. Jos potilas tai tuotteen käyttäjä tuntee olonsa huonoksi 

tuotteessa olevan asetonin sisäänhengittämisen vuoksi, anna 
hänen levätä ja hengittää raikasta ilmaa.

7. Löydetyt ytimen paljastumat on peitettävä kovettavalla 
kalsiumhydroksidiaineella. Älä käytä eugenoliaineita ytimen 
suojaukseen.

8. Muotoon puristettuja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja 
tukia käytettäessä tuen ei pidä olla kosketuksissa 
metallipaikkoihin. Peitä tuki yhdistelmämuovilla.

9. Kun ainetta kovetetaan, vältä katsomasta suoraan 
kovetusvaloon.

2. Käsittelyä ja muuntelua koskevat varotoimenpiteet
1. PANAVIA F 2.0 polymeroituu kovetusvalon avulla (säteilyn aallon 

pituus: 400 - 515 nm). Käytä valon pysäyttävää levyä, jotta 
voidaan estää materiaalin altistaminen käytettävälle valolle tai 
luonnonvalolle (ikkunoista sisään pääsevä auringonvalo).

2. Varmista, että kertakäyttöinen suutin tai kertakäyttöinen harjan 
pää on kiinnitetty huolellisesti, jotta potilas ei niele niitä.

3. Kun paikka on asetettu hampaan päälle, sideaine saattaa 
kovettua käytettävän valon vaikutuksesta. Älä aseta käytettävää 
valoa liian lähelle potilasta.

3. Varastointia koskevat varotoimenpiteet
1. Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivän umpeuduttua. Ota 

selville tuotteen viimeinen käyttöpäivä, joka on kirjoitettu 
pakkauksen ulkopuolelle.

2. ALLOY PRIMER on helposti syttyvä aine. Älä säilytä sitä tulen 
läheisyydessä.

3. Tuote säilytetään jääkaapissa (2-8°C/36-46°F) silloin, kun sitä ei 
käytetä. Ennen käyttöä sen annetaan olla huoneenlämpötilassa.

4. ALLOY PRIMER -ainetta on säilytettävä 2-25°C/36-77°F -asteen 
lämpötilassa silloin, kun sitä ei käytetä.

5. Älä säilytä tuotetta hyvin kuumassa paikassa tai suoran 
auringonvalon ulottuvilla.

6. Pullon tai ruiskun korkki on asetettava takaisin paikoilleen heti 
sen jälkeen, kun resiiniä on annosteltu pullosta tai ruiskusta. 
Tämä estää haihtuvien ainesten höyrystymisen.

7. Tuote on säilytettävä asianmukaisessa paikassa, johon vain 
hammaslääkintähenkilökunnalla on pääsy.

VII. KOMPONENTIT
1. Sävyt
PANAVIA F 2.0 Paste –pastaa on saatavissa neljänä eri sävynä;

TC, Light, White tai Opaque

2. Muut tuotteet
Määrät on merkitty pakkaukseen.

1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste/B Paste)
2) ED PRIMER Ⅱ (Liquid A/Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIA F 2.0 OXYGUARD Ⅱ
5) Lisävarusteet

• Spatula (laastain)
• Mixing pad (Sekoituslehtiö)
• Disposable brush tips (kertakäyttöiset siveltimet)
• Brush tip handle (harjanvarsi)
• Mixing dish (sekoitusalusta)
• Light blocking plate (valolta suojaava levy)
• Disposable nozzles (kertakäyttöinen vientikärki)

3. Aineosat
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste/B Paste)

Pääasialliset aineosat
(1) A Paste

• 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti (MDP)
• Hydrofobinen aromadimetakrylaatti

• Hydrofobinen alifaattinen dimetakrylaatti
• Hydrofiilinen alifaattinen dimetakrylaatti
• Silanoitu silikafilleri
• Silanoitu kolloidinen silika
• dl-Camphorquinone
• Katalysaattorit
• Initiaattorit

(2) B Paste
• Hydrofobinen aromadimetakrylaatti
• Hydrofobinen alifaattinen dimetakrylaatti
• Hydrofiilinen alifaattinen dimetakrylaatti
• Silanoitu bariumlasifilleri
• Pintakäsitelty natriumfluori
• Katalysaattorit
• Kiihdyttimet
• Pigmentit

Epäorgaanista filleriä voi olla yhteensä keskimäärin 59 vol%. 
Epäorgaanisten fillereiden hiukkaskoko on 0.04 μm–19 μm.

2) ED PRIMER Ⅱ
Pääasialliset aineosat
(1) Liquid A

• 2-Hydroksietyylimetakrylaatti (HEMA)
• 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti (MDP)
• Vesi
• N-Methacryloyl-5-aminosalisyylihappo (5-NMSA)
• Kiihdyttimet

(2) Liquid B
• N-Methacryloyl-5-aminosalisyylihappo (5-NMSA)
• Vesi
• Katalysaattorit
• Kiihdyttimet

3) ALLOY PRIMER
Pääasialliset aineosat

• Asetoni
• 10-Metakryyliyloyloxydecyl dihydrogeenifosfaatti (MDP)
• 6-(4-vinyylibentseeni-N-propyyli)amino-1,3,5-triatsiini-2,4-ditioni

4) OXYGUARD Ⅱ
Pääasialliset aineosat

• Glycerol
• Polyetyleeniglykoli
• Katalysaattorit
• Kiihdyttimet
• Väriaineet

VIII. ASIAANKUULUVAT TUOTTEET
Seuraavia tuotteita tarvitaan erikoismenetelmiä varten.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR
＊ Tämä tuote sisältää silaanikiinnitysaineen. Sen sekoittaminen 

CLEARFIL SE BOND PRIMER –aineen tai CLEARFIL LINER 
BOND 2V PRIMER –aineen tai CLEARFIL NEW BOND -aineen 
tai CLEARFIL PHOTO BOND -aineen kanssa parantaa 
sidoslujuutta posliiniin tai kovettuneeseen komposiittiin.

  
2) K-ETCHANT GEL
＊ Tätä fosforista happoliuosta käytetään hiomattoman emalin ja 

posliiniin esikäsittelyyn.

IX. KLIINISET TOIMENPITEET
1. Perustoimenpide (sideaineen käyttö)

[HUOMAUTUS]
Käytä pastasekoitusta mahdollisimman pian annostelun ja 
sekoituksen jälkeen.

1) Pastojen annostelu
1. Oikaise kannassa olevaa merkintää työntimen mittausrajalla ja 

kierrä ruiskua niin, että se annostelee tarvittavan määrän pastaa. 
Ruiskua on kierrettävä vähintään puoli kierrosta.

2. A paste- ja B paste -aineita on annosteltava sama määrä.
3. Annosteltavan pastan määrä ruiskua viimeistä kertaa 

kierrettäessä saattaa olla epätarkka. Siksi ruisku on poistettava 
käytöstä ennen viimeisen annoksen käyttöä.

4. Tarvittava määrä pastaa tyypillistä käyttöä varten:

[HUOMAUTUS]
1. Jos pastaa annostellaan kiertämällä työnnintä 1/4-kierrosta, 

tuotteen suorituskyky saattaa heikentyä pastan kovettuessa.
2. Jos ainetta ei käytetä heti, se on peitettävä valon pysäyttävällä 

levyllä.

2) A paste -aineen ja B paste -aineen sekoitus
Sekoita riittävä määrä A paste -ainetta ja B paste -ainetta 
sekoituslevyllä 20 sekunnin ajan. Varmista ennen sekoituslevyn tai 
lastan käyttöä, ettei niissä ole vesihuurua. Vesi saattaa lyhentää 
pastasekoituksen käyttöaikaa.

[VAROITUS]
1. Pastasekoituksen käyttöaika voi vaihdella, jos sekoitus on 

riittämätön.
2. Pasta on käytettävä 3 minuutin kuluessa sekoittamisesta.

[LISÄTIETOJA]
PANAVIA F 2.0 -pastan käyttöajat annostelusta kiinnittämiseen ovat 
seuraavat:

PANAVIA F 2.0-pastan käyttöaika

Hyväksyttyjen kovetusvalojen (400~500 nm) valon voimakkuus
*1) Tavallinen halogeeni (>250 mW/cm2), LED (>160 mW/cm2)
*2) Plasmakaari (>2000 mW/cm2), kestävä halogeeni (>550 mW/cm2)

2. Standardi toimenpide I (kiinnittämisen käyttötarkoitukset 1-4)
[1] Paikan pintakäsittely

1. Jalometallit (kruunut, sillat, rungot ja tiivisteet)
1) Hiekkapuhallus (tarpeen mukaan)

Hiekkapuhalla paikan pintaa käyttämällä 30 - 50 
mikronialumiinioksidihiukkasta ilman paineen ollessa 4,2 - 7 
kg/cm2 (60 - 100 PSI); 2 - 3 sekuntia cm2:ä kohden poistaa kiillon 
saaden aikaan himmeän pinnan.

2) Puhdistus ultraäänellä
Puhdista paikan pinta ultraääniyksikössä 2 minuutin ajan.

3) ALLOY PRIMER -aineen käyttö
Levitä ohut kerros ALLOY PRIMER -ainetta jalometalliseokseen.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkeä tai verta ultraäänipuhdistuksen 
jälkeen, puhdista se ultraääniyksikössä neutraalia puhdistusainetta 
käyttämällä. Pese se sen jälkeen juoksevalla vedellä 1 minuutin 
ajan.

2. Ei-jalometallit
1) Hiekkapuhallus (tarpeen mukaan)

Hiekkapuhalla paikan pintaa käyttämällä 30 - 50 
mikronialumiinioksidijauhetta ilman paineen ollessa 4,2 - 7kg/cm2

 (60 - 100 PSI); 2 - 3 sekuntia cm2:ä kohden poistaa kiillon 
saaden aikaan himmeän pinnan.

2) Puhdistus ultraäänellä
Puhdista paikan pintaa ultraääniyksikössä 2 minuutin ajan.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkeä tai verta ultraäänipuhdistuksen 
jälkeen, puhdista se ultraääniyksikössä neutraalia puhdistusainetta 
käyttämällä. Pese se sen jälkeen juoksevalla vedellä 1 minuutin 
ajan.

3. Posliinista ja kovettuneesta komposiitista valmistettu paikka 
(rungot, tiivisteet, kruunut ja suojapäällysteet)

1) Hiekkapuhallus
Hiekkapuhalla paikan pintaa käyttämällä 30 - 50 
mikronialumiinioksidihiukkasta ilman paineen ollessa matala (1 - 
2 kg/cm2 (14 - 28 PSI)).

2) Syövytys fosforihapolla
Syövytä tartuntapintaa K-ETCHANT GEL -aineella.

3) Huuhtele ja kuivaa
Fosforihapolla syövyttämisen jälkeen tartuntapinta on 
huuhdeltava vedellä ja kuivattava.

4) Käsittely silaanikiinnityksellä
Silanoi tartuntapinta seuraavaa ainetta käyttämällä:
Käytä näiden aineiden sekoitusta: CLEARFIL PORCELAIN 
BOND ACTIVATOR ja CLEARFIL SE BOND PRIMER tai 
CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER tai CLEARFIL PHOTO 
BOND tai CLEARFIL NEW BOND.

[HUOMAUTUS]
Siirry paikan pinnan käsittelyn jälkeen nopeasti kiinnittämiseen.

[2] Tartuntapinnan käsittely
1. Kaviteetin tai tukihampaan pinnan puhdistus
1) Poista tilapäinen sulkuaine tai tilapäinen kiinnitysaine 

tartuntapinnalta.
2) Kun kiinnität hiomattomaan emaliin tai käytät kiinnittyvää siltaa tai 

posliinisia laminaattipäällysteitä, levitä K-ETCHANT GEL -ainetta 
tartuntapinnalle 10 sekuntin ajaksi.

2. Tartuntapinnan käsittely
1) ED PRIMER II -aineen sekoitus

Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta 
sekoitusastian syvennykseen ja sekoita.

2) ALLOY PRIMER -aineen käyttö
Jos käytetään jalometallista valmistettua tukihammasta, levitä 
ALLOY PRIMER -ainetta sen metallipintaan.

[VAROITUS]
Jos tartuntapinnassa on sylkeä tai verta ALLOY PRIMER -aineen 
levityksen jälkeen, puhdista se alkoholiin kostutetulla vanulla ja 
toista käsittely ALLOY PRIMER -aineella.

3) ED PRIMER II -aineen käyttö
Levitä ED PRIMER II -ainetta tartuntapinnan hampaan koko 
pinnalle (emali ja dentiini) tai metallista tai yhdistelmämuovista 
valmistetulle tukihampaalle kertakäyttöisellä harjan päällä tai 
sienellä ja anna sen vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

4) Kuivaus
Poista liika kiinnitysaine sienellä tai paperin kärjellä, jotta 
juurikanavaan tai kaviteetin reunoihin ei muodostu kiinnitysaineen 
keskittymää. Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti pehmeällä 
ilmavirralla. Kiinnitysaineen keskittymä aiheuttaa sideaineen 
nopean polymerisaation. Älä huuhtele.
Kiinnitysaineen roiskeiden estämiseksi kuivaus on hyvä suorittaa 
käyttämällä tyhjiötä.

[VAROITUS]
ED PRIMER II -aine on levitettävä hammasrakenteen koko pinnalle. 
Älä levitä sitä paikkaan.

[3] PANAVIA F 2.0 -pastan valmistus
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso 
kohta IX.1. ”perustoimenpide”.

[4] Kiinnitys
1. Pastasekoituksen levitys paikkaan

Levitä pastasekoitus paikkaan.

[VAROITUS]
ÄLÄ levitä PANAVIA F 2.0 -pastaa hampaan pinnalle, johon on 
levitetty ED PRIMER II -ainetta, sillä se nopeuttaa PANAVIA F 2.0 
-pastan kuivumista.

2. Paikan kiinnitys
Kiinnitä paikka kaviteettiin tai tukihampaaseen. Kiinnitys on 
valmis 60 sekunnissa. 

[VAROITUS]
Kun kiinnitysaine on kosketuksissa ED PRIMER II -aineen kanssa, 
sen polymerisaatio nopeutuu.

3. Ylimääräisen pastan poistaminen
Ylimääräinen reunoille jäänyt PANAVIA F 2.0 -pasta voidaan 
poistaa tutkijalla tai pienellä jaottimella. Sitten paikka voidaan 
viimeistellä ja kiillottaa hohkakivellä ja vedellä.

4. Sideaineen reunojen kovettaminen
Koveta pastasekoitus sideaineen reunoja pitkin yhdellä 
seuraavista toimintatavoista.
① Jähmettämismenetelmä

Kun kiinnitysaineen valokovettaminen on mahdollista 
sideaineen reunoja pitkin (esim. rungot ja tiivisteet), 
valokoveta kaikki sideaineen reunaosat 20 sekunnin ajan 
tavallisilla halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm2) tai 
LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm2). Jos käytetään 
plasmakaarikovetusvaloja (>2000 mW/cm2) tai kestäviä 
halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm2), sideaineen reunojen 
kaikkia osia voidaan kovettaa 5 sekunnin ajan.

[VAROITUS]
Peittävää pastaa ei pidä valokovettaa, vaan se kovetetaan 
OXYGUARD II -ainetta käyttämällä. Sillä on alhainen 
kovetussyvyys.
② OXYGUARD II

Käytä OXYGUARD II -ainetta pastasekoituksen kovettamiseen 
seuraavalla tavalla:
Levitä OXYGUARD II -ainetta reunoihin kertakäyttöisellä 
harjan päällä. Poista OXYGUARD II -aine 3 minuutin jälkeen 
vanurullalla ja vesisuihkeella.

[5] Viimeistely
Poista liika kiinnitysaine hampaan pinnalta kiillottamalla.

3. Standardi toimenpide II (Käyttötarkoitus 5: pilari)

[HUOMAUTUS]
Tätä toimenpidettä käytetään muotoon puristettujen tukien ja 
yhdistelmämuovin pilarin kanssa. Metallitäytteiden kiinnitystä 
koskevat ohjeet löydät kohdasta standardi toimenpide 1. ja tuen ja 
yhdistelmämuovin käyttöohjeista.

[1] Tuen pintakäsittely
1. Hiekkapuhallus

Hiekkapuhalla tukea tarpeen mukaan.

[HUOMAUTUS]
Jotkut muotoon puristetut tuet eivät vaadi hiekkapuhallusta. Katso 
käytettävän tuen käyttöohjeet.

2.  ALLOY PRIMER -aineen levitys
Levitä ALLOY PRIMER -ainetta tukeen, jos se on valmistettu 
jalometalliseoksesta.

[2] Kaviteetin puhdistaminen ja juurikanavan valmistaminen
Poista tilapäinen sulkuaine kaviteetista ja täyteaine juurikanavasta. 
Valmista ja puhdista juurikanavan aukko Pizo-poraa käyttämällä.

[3] Hampaan pinnan käsittely
1. ED PRIMER II -aineen sekoitus

Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta 
sekoitusastiaan ja sekoita.

2. ED PRIMER II -aineen levitys
Levitä sekoitus juurikanavaan, juuren pintaan ja 
hammasrakenteeseen sientä tai poran vanua käyttämällä. Anna 
vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

3. Ylimääräisen kiinnitysaineen poistaminen (samaa työvaihetta 
käytetään metallitäytteiden kohdalla)
Poista ylimääräinen kiinnitysaine sienellä, poran vanulla tai 
paperin kärjellä, jotta sitä ei keräänny kaviteetin reunoihin ja 
juurikanavaan. 

4. Kuivaus
Kuivaa kiinnitysaine pehmeällä ilmavirralla. Kiinnitysaineen 
roiskeiden estämiseksi kuivaus on hyvä suorittaa käyttämällä 
tyhjiötä.

[VAROITUS]
Kuivaa kiinnitysaine huolellisesti. Kiinnitysaineen keskittymä 
kaviteetin reunoissa tai juurikanavassa aiheuttaa pastasekoituksen 
nopeaa polymerisaatiota.

   
[4] PANAVIA F 2.0 -pastan valmistus

Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso 
kohta IX.1. ”perustoimenpide”.

 
[5] Tuen asettaminen paikoilleen

1. Levitä pastasekoitus tukeen

[LISÄTIETOJA]
Pastasekoitus levitetään metallitukeen kiinnitystä varten.

2. Tuen asettaminen juurikanavaan
Kun pastasekoitus on levitetty tukeen, se on asetettava nopeasti 
juurikanavaan. On suositeltavaa, että tukea värisytetään kevyesti 
sitä juurikanavaan asetettaessa, jotta ilmakuplien 
loukkuuntuminen voidaan estää.

[VAROITUS]
• Jos monia tukia asetetaan yhteen hampaaseen, estä ylimääräisen 

sideaineen valuminen muihin juurikanaviin.
• Älä käytä lentuloa kiinnitysaineen viemiseen juurikanavaan. Jos 

kiinnitysaine viedään juurikanavaan yhdistelmämuoviruiskua 
käyttämällä, sidosaineen polymerisaatio nopeutuu. Tuki on 
asetettava mahdollisimman nopeasti.

3. Ylimääräisen sideaineen levittäminen
Levitä ylimääräinen sideaine pienellä harjalla jäljellejäävän 
kruunun ja tuen pään päälle.

4. Kiinnitysaineen kovettaminen
Valokoveta kiinnitysainetta jäljellejäävään kruunuun ja tuen 
päähän 20 sekunnin ajan tavallisilla halogeenikovetusvaloilla 
(>250 mW/cm2) tai LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm2). Jos 
käytetään plasmakaarikovetusvaloja (>2000 mW/cm2) tai kestäviä 
halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm2), kaikkia sideaineen 
reunoja kovetaan 5 sekunnin ajan.

     
[HUOMAUTUS]

Valokovetus on vaikeaa, jos käytetään peittävää sideainetta. Käytä 
silloin pilariyhdistelmämuovia.

 
[6] Yhdistelmämuovin rakentaminen

Rakenna yhdistelmämuovi tukihampaan valmistamista varten 
käyttöohjeiden mukaisesti.

  
[7] Yhdistelmämuovin kovetus ja viimeistely

Valmista tukihammas yhdistelmämuovin kovetuksen jälkeen.

4. Standardi toimenpide III (käyttötarkoitukset 6: Amalgaamin 
sitominen)

[1] Hammasrakenteen puhdistus
Kaviteetin tai tukihampaan pinnan puhdistus

Poista tilapäinen sulkuaine tai tilapäinen kiinnitysaine 
tartuntapinnalta.

[2] Hampaan pinnan käsittely
Käsittely ED PRIMER II -aineella
1) ED PRIMER II -aineen valmistaminen

Annostele 1 tippa Liquid A -ainetta ja 1 tippa Liquid B -ainetta 
sekoituslevylle ja sekoita.

2) ED PRIMER II -aineen levitys
Levitä ED PRIMER II -ainetta pienellä harjalla tai sienellä 
hampaan koko tartuntapinnalle (emali ja dentiini), metallista tai 
yhdistelmämuovista valmistetulle tukihampaalle. Anna sen 
vaikuttaa 30 sekunnin ajan.

3) Kuivaus
Poista ylimääräinen kiinnitysaine sienellä tai paperin kärjellä, 
jotta sitä ei keräänny kaviteetin reunoille. Kuivaa kiinnitysaine 
huolellisesti pehmeällä ilmavirralla. Kiinnitysaineen keskittymä 
aiheuttaa sideaineen nopean polymerisaation. Kiinnitysaineen 
roiskeiden estämiseksi kuivaus on hyvä suorittaa käyttämällä 
tyhjiötä.

[3] Kiinnitysaineen valmistaminen
Valmista kiinnitysaine kliinisen perustoimenpiteen mukaisesti. Katso 
kohta IX.1. ”perustoimenpide”.

[4] Amalgaamin asettaminen paikoilleen
1. Levitä kiinnitysaine kaviteettiin

Levitä ohut, tasainen kerros kiinnitysainesekoitusta koko kaviteetin 
pintaan, joka on kiinnitetty ED PRIMER II -aineella. Estä ilman 
loukkuuntuminen.

[VAROITUS]
Koska ED PRIMER II -aine nopeuttaa kiinnitysaineen kovettumista, 
kiinnitysaine on levitettävä nopeasti kiinnitettyyn kaviteettiin.

2. Amalgaamin täyttö
Jauhennettu amalgaami on nesteytettävä kovettumattomaan 
kiinnitysaineeseen.
Okkluusion kaiverrus voidaan suorittaa tavalliseen tapaan.

[5] Ylimääräisen sideaineen poistaminen
Ylimääräinen reunoille jäänyt PANAVIA F 2.0 -pasta voidaan poistaa 
tutkijalla tai pienellä jaottimella.

[6] Kiinnitysaineen kovettaminen
Koveta pastasekoitus sideaineen reunoja pitkin yhdellä seuraavista 
toimintatavoista.
① Valokovetusmenetelmä

Kun kiinnitysaineen valokovetus on mahdollista sideaineen 
reunoja pitkin (esim. rungot ja tiivisteet), valokoveta kaikki 
sideaineen reunaosat 20 sekunnin ajan tavallisilla 
halogeenikovetusvaloilla (>250 mW/cm2) tai 
LED-kovetusvaloilla (>160 mW/cm2). Jos käytetään 
plasmakaarikovetusvaloja (>2000 mW/cm2) tai kestäviä 
halogeenikovetusvaloja (>550 mW/cm2), kaikkia sideaineen 
reunojen osia kovetaan 5 sekunnin ajan.

[VAROITUS]
Peittävää pastaa ei pidä valokovettaa, vaan se kovetetaan 
OXYGUARD II -ainetta käyttämällä. Sillä on alhainen kovetussyvyys.
② OXYGUARD II

Käytä OXYGUARD II -ainetta pastasekoituksen kovettamiseen 
seuraavalla tavalla:
Levitä OXYGUARD II -ainetta reunoihin kertakäyttöisellä 
harjan päällä. Poista OXYGUARD II -aine 3 minuutin jälkeen 
vanurullalla ja vesisuihkeella.

[7] Viimeistely
Poista liika kiinnitysaine hammasrakenteesta kiillottamalla.

[TAKUU]
Kuraray Noritake Dental Inc. vaihtaa kaikki vialliset tuotteet. Kuraray 
Noritake Dental Inc. ei ole vastuussa tuotteiden suorasta, välillisestä tai 
erityisestä katoamisesta tai vahingoista, jotka johtuvat näiden tuotteiden 
mahdollisesta osaamattomasta käytöstä. Ennen käyttöä käyttäjän on 
varmistuttava tuotteen sopivuudesta tarkoitettuun käyttöön. Käyttäjä on 
vastuussa kaikkiin tähän liittyvistä riskeistä.

[HUOMAUTUS]
CLEARFIL, PANAVIA ja OXYGUARD ovat KURARAY CO., LTD.:n 
tavaramerkkejä.

I. INTRODUKTION
PANAVIA F 2.0 er et dualhærdende (lys- og/ eller selvhærdende), 
radiopakt resinbaseret cementsystem til metal-, komposit- og 
silaniserede porcelænsrestaureringer.
PANAVIA F 2.0 består af ED PRIMER II, PANAVIA F 2.0-pasta, 
ALLOY PRIMER og OXYGUARD II.
ED PRIMER II indeholder HEMA og 5-NMSA som også MDP og 
består af væskerne A og B.
PANAVIA F 2.0-pasta frigør fluorider.
ALLOY PRIMER forbedrer bindingen mellem legeringer af 
ædelmetal og PANAVIA F 2.0-pasta. OXYGUARD II er et 
oxygen-blokeringsmiddel, der tillader PANAVIA F 2.0 Paste at 
polymerisere, hvis der ikke lyshærdes. Et tinovertræk er ikke 
nødvendigt.

II. INDIKATIONER
PANAVIA F 2.0 er egnet til følgende brug:
[1] Cementering af metalkroner og broer, inlays og onlays.
[2] Cementering af keramikkroner, inlays, onlays og veneers.
[3] Cementering af kompositkroner, inlays og onlays.
[4] Cementering af broer.
[5] Cementering af endodontiske opbygningsmaterialer og 

præfabrikerede stifter.
[6] Amalgambinding.

[HENVISNING]
Anvend cementschatteringerne i overensstemmelse med de 
individuelle tilfælde.
Schatteringerne af bindebart cement og de brugbare tilfælde

III. KONTRAINDIKATIONER
[1] Patienter med overfølsomhed over for methacrylat-monomerer
[2] Patienter med overfølsomhed over for acetone

IV. BIVIRKNINGER
På grund af proteinkoagulation kan mundens slimhinder blive hvide, 
hvis de kommer i kontakt med ED PRIMER II eller ALLOY PRIMER. 
Dette er et forbigående fænomen, som normalt forsvinder i løbet af 
nogle dage. Der er indberettet enkeltstående tilfælde med 
sårdannelse.

V. INKOMPATIBILITET
[1] Anvend ikke eugenol, der indeholder materialer til 

pulpabeskyttelse og midlertidig forsegling, da dette får 
helingsprocessen til at gå langsommere.

[2] Anvend ingen hæmostatiske midler med jernholdige 
bestanddele. De kan svække bindeevnen, og der er risiko for, at 
resterende jernioner bevirker en misfarvning af gingivalranden 
samt det yderligere område omkring gingiva.

[3] Anvend ikke pastaerne PANAVIA F 2.0 sammen med PANAVIA 
F, da blandingen ikke kan hærdes fuldstændigt med lys.

VI. FORHOLDSREGLER
1. Sikkerhedsforanstaltninger
1. Dette produkt indeholder stoffer, der kan fremkalde allergiske 

reaktioner. Undgå at anvende produktet hos patienter med kendt 
overfølsomhed over for methacrylat-monomerer eller andre 
komponenter.

2. Hvis patienten udviser overfølsomhedsreaktioner, som fx udslet, 
eksem, inflammationer, sår, hævelser, kløe eller følelsesløshed, 
skal anvendelsen af produktet ophøre og en læge konsulteres.

3. Udvis forsigtighed ved anvendelsen af produktet, så det ikke 
kommer i berøring med huden eller øjnene. Inden produktet 
anvendes, bør patientens øjne tildækkes med en serviet eller 
lignende som beskyttelse mod stænk fra materialet.

4. Hvis produktet kommer i berøring med kropsvæv, skal der 
træffes følgende forholdsregler:
< Hvis produktet kommer i øjet >

Skyl omgående øjet med rigelige mængder vand og søg læge.
< Hvis produktet kommer i berøring med huden eller orale 

slimhinder >
Fjern omgående produktet ved hjælp af en vattampon eller 
gaze, der er fugtet med alkohol, og skyl med rigelige mængder 
vand.

5. Pas på, at patienten ikke ved en fejltagelse sluger produktet.
6. Skulle patienten eller lægen føle sig utilpas ved inhalering af 

acetone, der er indeholdt i dette produkt, så lad denne hvile og 
indånde frisk luft.

7. Enhver faktisk eller tilnærmelsesvis udsætningszone af pulpaen 
bør dækkes med stærkt bindende kalcium hydroxydmateriale. 
Anvend ikke eugenol-materiale til pulpabeskyttelse.

8. Hvis du benytter præfabrikerede rustfri stifter, bør stiften ikke 
komme i kontakt med metalliske restaureringer. Dæk stiften med 
komposit.

9. Undgå at se direkte ind i lyset, når du hærder produktet.

2. Forholdsregler ved håndtering og fremgangsmåde
1. PANAVIA F 2.0 polymeriserer gennem hærdelamper 

(bølgelængde: 400 - 515 nm). Benyt en lysblokerende plade for 
at beskytte materialet mod kunsigt lys hhv. mod sollys.

2. Kontroller, at engangsdysen eller engangsbørsten er sikkert 
fastgjort, så patienten ikke sluger den.

3. Efter restaureringen er anbragt på tanden, kan cementen hærdes 
via det opererende lys. Vær opmærksom på, at operationslyset 
ikke kommer for tæt på patienten.

3. Forholdsregler ved opbevaring
1. Må ikke anvendes efter holdbarhedsdatoens udløb. Vær 

opmærksom på udløbsdatoen på den udvendige side af 
pakningen.

2. ALLOY PRIMER er antændeligt. Holdes væk fra åben flamme.
3. Hvis produktet ikke anvendes, skal det opbevares i køleskabet 

(2-8°C/ 36-46°F); før brug skal produktet bringes op på 
stuetemperatur.

4. ALLOY PRIMER bør opbevares ved 2-25°C/36-77°F.
5. Beskyt produktet mod ekstrem varme eller direkte sollys.
6. Flasken eller sprøjten bør udskiftes, så snart kunststoffet er brugt 

ud af flasken eller sprøjten. Dette forebygger fordampningen af 
det æteriske indhold.

7. Produktet skal opbevares på et forsvarligt sted, til hvilket kun 
tandlægepersonalet har adgang.

VII. KOMPONENTER
1. Farver
PANAVIA F 2.0 Paste fås i 4 farver;

TC, Light, White eller Opaque

2. Komponenter
Mængden fremgår af emballagens yderside.

1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
2)ED PRIMER Ⅱ (Liquid A / Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIA F 2.0 OXYGUARD Ⅱ
5) Tilbehør

• Spatula (Spatel)
• Mixing pad (Blandeblok)
• Disposable brush tips (Engangs-pensler)
• Brush tip handle (Penselhåndtag)
• Mixing dish (Blandeskål)
• Light blocking plate (Lysblokerende plade)
• Disposable nozzles (Udskiftelige sprøjtespidser)

3. Indholdsstoffer
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)

Principielle indholdsstoffer
(1) A Paste

• 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat (MDP)
• Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
• Hydrofobisk alifatisk dimethacrylat
• Hydrofil alifatisk dimethacrylat
• Silaniseret silica-filler
• Silaniseret kolloidal silica
• dl-Camphorquinon
• Katalysatorer
• Initiatorer

(2) B Paste
• Hydrofobisk aromatisk dimethacrylat
• Hydrofobisk alifatisk dimethacrylat
• Hydrofil alifatisk dimethacrylat
• Silaniseret barium glas-filler
• Overfladebehandlet natriumfluorid
• Katalysatorer
• Acceleratorer
• Pigmenter

Den totale mængde uorganisk filler udgør ca. 59 vol%. 
Partikelstørrelsen på de uorganiske fillers (fyldstoffer) er mellem 
0.04 μm og 19 μm.

2) ED PRIMER Ⅱ
Principielle indholdsstoffer
(1) Liquid A

• Metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA)
• 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat (MDP)
• Vand
• N-methacryl-5-aminosalicylsyre (5-NMSA)
• Acceleratorer

(2) Liquid B
• N-methacryl-5-aminosalicylsyre (5-NMSA)
• Vand
• Katalysatorer
• Acceleratorer

3) ALLOY PRIMER
Principielle indholdsstoffer

• Acetone
• 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen-fosfat (MDP)
• 6-(4-vinylbenzyl-N-propyl)amino-1,3,5-triazine-2,4-dithion

4) OXYGUARD Ⅱ
Principielle indholdsstoffer

• Glycerol
• Polyethyleneglycol
• Katalysatorer
• Acceleratorer
• Farvestoffer

VIII. BESLÆGTEDE PRODUKTER
De følgende produkter kan fås til specielle procedurer.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR
＊ Dette produkt indeholder et silan-bindevirkemiddel. Blanding med 

CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINER BOND 2V 
PRIMER eller CLEARFIL NEW BOND eller CLEARFIL PHOTO 
BOND forbedrer bindeevnen til porcelæn eller hærdede 
blandinger.

2) K-ETCHANT GEL
＊ Denne fosforholdige syreopløsning anvendes til forbehandling af 

ikke-forberedt tandemalje og porcelæn.

IX. KLINISKE PROCEDURER
1. Basisprocedure (anvendelse som binde-cement)

[HENVISNING]
Benyt den blandede masse så hurtigt som muligt efter fordeling og 
blanding.

1) Tilberedning af pastaerne
1. Bring markeringen på skruen til referencelinjen på sprøjten og 

drej sprøjten for at udtage den nødvendige pastamængde 
(mindst halv drejning).

2. Af  A paste og B paste skal der tages lige store andele.
3. Den mængde pasta, der er afgivet under den sidste drejning på 

sprøjten, kan være unøjagtig. Kasser derfor sprøjten før 
anvendelse af den sidste benyttelse.

4. Den nødvendige pastamængde for en typisk applikation er:

[HENVISNING]
1. Hvis pastaen kun tilberedes ved en kvart drejning på skruen, kan 

produktets kvalitet på grund af en unøjagtig blanding være 
lavere, efter pastaen er tørret.

2. Hvis den ikke straks bruges, bør den dækkes til med et let låg.

2) Blanding af A paste og B paste
Bland i 20 sekunder tilstrækkeligt A paste og B paste i 
blandingsskålen. Kontroller, at der ikke er fugt i blandingsskålen 
eller på spatlen, før du benytter den; forekomst af vand kunne 
nedsætte den blandede pastas arbejdstid.

[FORSIGTIG]
1. Den blandede pastas arbejdstid kan variere, når blandingen er 

utilstrækkelig.
2. Pastaen skal anvendes inden for 3 minutter efter blandingen.

[BEMÆRKNING]
Arbejdstiderne for PANAVIA F 2.0-pasta er fra tilberedning til 
komplettering af cementeringen:

Arbejdstid for PANAVIA F 2.0

Lysintensitet af godkendte hærdelamper (400-500 nm)
*1) Traditionel halogenlampe (>250 mW/cm2), LED (>160 mW/cm2)
*2) Traditionel lysbuelampe (>2000 mW/cm2), 

højeffektiv-halogenlampe (>550 mW/cm2)

2. Standardproces I (indikationer 1 til 4: for cementering)
[1] Overfladebehandling af restaureringen

1. Ædelmetaller (kroner, broer, inlays og onlays)
1) Sandblæsning (hvis nødvendigt)

Hvis du sandblæser restaureringsoverfladen under anvendelse af 
30 - 50 Micron-aluminiumspartikler ved et lufttryk på 4,2 - 7kg/cm2

 (60 - 100 PSI) ; 2 - 3 sekunder pr. cm2, fjernes glansen, og der 
genereres et mat finish.

2) Ultralydsrensning
Rengør restaureringen i en ultralydsenhed for en varighed på 2 
minutter.

3) Påfør ALLOY PRIMER
Påfør et tyndt lag ALLOY PRIMER på ædelmetal-legeringen.

[FORSIGTIG]
Hvis den bindende overflade efter ultralydsrensningen er belagt 
med spyt eller blod, rengør du fladen i en ultralydsenhed under 
anvendelse af et neutralt rensemiddel. Efterfølgende skylles i 1 
minut under løbende vand.

2. Ikke-ædelmetaller
1) Sandblæsning (hvis nødvendigt)

Hvis du sandblæser restaureringsoverfladen under anvendelse af 
30 - 50 Micron-aluminiumspulver ved et lufttryk på 4,2 - 7kg/cm2

 (60 - 100 PSI); 2 - 3 sekunder pr. cm2, fjernes glansen, og der 
genereres et mat finish.

2) Ultralydsrensning
Rengør restaureringen i en ultralydsenhed i 2 minutter.

[FORSIGTIG]
Hvis den bindende overflade efter ultralydsrensningen er belagt 
med spyt eller blod, rengør du fladen i en ultralydsenhed under 
anvendelse af et neutralt rensemiddel, hvorefter du skyller den af i 1 
minut under løbende vand.

3. Porcelæn og hærdede kompositrestaureringer (inlays, onlays, 
kroner og veneers)

1) Sandblæsning
Sandblæs restaureringsoverfladen under anvendelse af 30 - 50 
Micron aluminiumspartikler under svagt lufttryk (1 - 2 kg/cm2 (14 - 
28 PSI)).

2) Æts med fosforsyre
Æts den omkringliggende overflade med K-ETCHANT GEL.

3) Skyl efter og tør
Efter ætsningen med fosforsyre skyller du den omkringliggende 
overflade med vand og tørrer den.

4) Koblingsbehandling med silan
Silaniser den omkringliggende overflade under anvendelse af 
følgende artikler:
Påfør blandingen af CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 
og CLEARFIL SE BOND PRIMER eller CLEARFIL LINERBOND 
2V PRIMER eller CLEARFIL PHOTO BOND eller CLEARFIL 
NEW BOND.

[HENVISNING]
Efter behandling af restaureringsoverfladen fortsætter du hurtigt 
med cementeringen.

[2] Behandling af den omkringliggende overflade
1. Rengøring af kaviteten eller støttetandens overflade
1) Fjern midlertidige tætningsmidler eller midlertidige 

cementeringsmidler fra den omkringliggende overflade.
2) Hvis du cementerer på uslebet tandemalje eller anvender 

bindende broer eller opbygget keramik-veneers, påfører du den 
omkringliggende overflade K-ETCHANT GEL i 10 sekunder.

2. Behandling af den omkringliggende overflade
1) Bland ED PRIMER II

Tilbered en dråbe af både væske A og væske B i blandingsskålen 
og bland dem.

2) Påfør ALLOY PRIMER
Hvis der bruges en støttetand af ædelmetal, påføres ALLOY 
PRIMER på dens metalliske overflade.

[FORSIGTIG]
Hvis den omkringliggende overflade kommer i kontakt med spyt 
eller blod efter ALLOY PRIMER er påført, rengøres den med en i 
alkohol vædet bomuldsvatpind, og ALLOY PRIMER påføres endnu 
en gang.

3) Påfør ED PRIMER II
Påfør ED PRIMER II på hele tandoverfladen (tandemalje og 
dentin) af den omkringliggende overflade eller metal- hhv. 
kompositstøttetand med en engangsbørstespids eller en svamp 
og lad det virke 30 sekunder.

4) Tørring
Ved at benytte en svampe- eller en lommetørklædespids fjernes 
resterende primer for at forebygge, at der samles primer i 
rodkanalen eller ved kavitetens kanter. Tør primeren fuldstændig 
med en mild luftstrøm. Vær opmærksom på, at en koncentration 
af primer fører til, at den bindende cement polymeriseres hurtigt. 
Skyl ikke ud.
For ikke at beskadige primeren er det fordelagtigt at tørre den 
under vakuum.

[FORSIGTIG]
ED PRIMER II bør påføres på hele tandstrukturens overflade. 
Påføres ikke på restaureringen.

[3] Forberedelse af PANAVIA F 2.0-pastaen
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med den 
kliniske basisprocedure. Der henvises til paragraf IX.1. 
”Basisprocedure”.

[4] Cementering
1. Påfør pastablanding på restaureringen

Påfør pastablandingen på restaureringen.

[FORSIGTIG]
PANAVIA F 2.0-pastaen må IKKE påføres på den med ED PRIMER 
II behandlede tandoverflade, da dette får PANAVIA F 2.0-pastaen til 
at hærde hurtigere.

2. Cementer restaureringen
Cementer restaureringen af kaviteten eller på støttetanden. 
Cementeringen bør afsluttes inden for 60 sekunder. 

[FORSIGTIG]
Når den bindende cement kommer i kontakt med ED PRIMER II, 
accelererer den bindende cements polymerisering.

3. Fjern resterende pasta
Resterende PANAVIA F 2.0-pasta på kanterne kan fjernes med 
en explorer eller en lille skraber. Restaureringen kan så afsluttes 
og poleres med bimsten og vand.

4. Hærdning af cementlinjen
Hærd den blandede pasta langs med cementlinjen under 
anvendelse af en af de følgende to metoder.
① Lyshærdning

Når det er muligt at hærde den bindende cement langs med 
cementlinjen som ved inlays og onlays, lyshærdes hvert 
område på cementlinjen i en varighed af 20 sekunder med en 
traditionel halogenlampe (>250 mW/cm2) eller en LED (>160 
mW/cm2). Hvis der anvendes en plasma- lysbuelampe (>2000 
mW/cm2) eller en højeffektiv halogenlampe (>550 mW/cm2), 
skal hvert område af cementlinjen hærdes i 5 sekunder.

[FORSIGTIG]
Opaque-pastaen burde ikke lyshærdes men hærdes ved 
anvendelse af OXYGUARD II. Den har en lav hærdningsdybde.
② OXYGUARD II

Anvend OXYGUARD II for at hærde den blandede pasta, som 
følger:
Påfør OXYGUARD II på kanten med en engangs-børstespids. 
Fjern OXYGUARD II efter 3 minutter med en bomuldsvatpind 
ved anvendelse af vandstrålen.

[5] Finish
Fjern resterende cement, der sidder på tandoverfladen, ved at 
polere.

3. Standardprocedure II (indikation 5: kerne-opbygning)

[HENVISNING]
Denne procedure egner sig til anvendelse ved præforarbejdede 
stifter og opbygning af kerner. Der henvises til standardprocedure 1 
ved cementering af metalkerner og tilsvarende på 
brugsanvisningerne for stifter og kompositter.

[1] Overfladebehandling af stiften
1. Sandblæsning

Sandblæs stiften, som det synes at være nødvendigt.

[HENVISNING]
Visse præbearbejdede stifter behøver ikke sandblæsning. Der 
henvises til brugsanvisningen vedrørende stiften.

2. Påføring af ALLOY PRIMER
Påfør ALLOY PRIMER på stiften, hvis det drejer sig om en 
legering i ædelmetal.

[2] Rengøring af kaviteten og forberedelse af rodkanalen
Fjern provisoriet fra kaviteten og fyldningsmaterialet fra rodkanalen. 
Anvend et Peeso-bor og forbered en åbning til rodkanalen.

[3] Behandling af tandoverflader
1. Blanding af ED PRIMER II

Tilbered en dråbe af både væske A og væske B i blandingsskålen 
og bland dem.

2. Påføring af ED PRIMER II
Blanding påføres i rodkanalen, på rodoverfladen og 
tandstrukturen under anvendelse af en svamp eller en 
bomuldsvatpind. Lad den virke i 30 sekunder.

3. Fjern overflødig primer (ved metalkerner er samme trin 
nødvendigt)
Fjern overflødig primer ved anvendelse af en svamp, 
bomuldsvatpind eller papir for at undgå koncentration af primer i 
kavitetens kanter og af rodkanalen.

4. Tørring
Tør primeren med en mild luftstrøm. Det er en fordel at tørre ved 
hjælp af vakuum for at undgå ødelæggelse af primeren.

[FORSIGTIG]
Tør primeren fuldstændigt. En koncentration af primer på kavitetens 
kanter eller inden i rodkanalen vil forårsage en hurtig polymerisering 
af den blandede pasta.

[4] Forberedelse af PANAVIA F 2.0-pastaen
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med de kliniske 
basisprocedurer. Der henvises til paragraf IX.1. ”Basisprocedure”.

[5] Isætning af stiften
1. Påfør pastablandingen på stiften

[BEMÆRKNING]
Den blandede pasta påsmøres på metalstiften til cementering.

2. Isæt stiften i rodkanalen
Efter den blandede pasta er påført på stiften, føres den hurtigt ind 
i rodkanalen. Det er anbefalelsesværdigt at lade stiften vibrere 
let, mens man fører den ind i rodkanalen, for at undgå dannelse 
af luftbobler.

[FORSIGTIG]
• Vær forsigtig, hvis der skal tilpasses flere stifter i en enkelt tand, 

så det kan undgås, at der flyder resterende cement ned i andre 
rodkanaler.

• Benyt aldrig en Lentulo-spiral til at indføre den bindende cement i 
rodkanalen. Når den bindende cement indføres i rodkanalen ved 
hjælp af en sprøjte, betinger det en hurtigere polymerisering af 
cementen. Det er nødvendigt at tilpasse stiften så hurtigt som 
muligt.

3. Fordeling af resterende cement
Den resterende cement fordeles over den blivende krone og 
stifthoved ved hjælp af en lille børste.

4. Hærdning af bindende cement
Lyshærd den bindende cement på den forblivende krone og 
stilhovedet i 20 sekunder med en traditionel halogenlampe (>250 
mW/cm2) eller en LED (>160 mW/cm2). Hvis der anvendes en 
plasma-lysbuelampe (>2000 mW/cm2) eller en højeffektiv 
halogenlampe (>550 m W/cm2), skal hver enkelt 
cementlinjeområde hærdes i 5 sekunder.

[HENVISNING]
Hvis lyshærdning skulle være svært ved brug af Opaque-cement, 
benyttes kerne-opbygningskomposit.

[6] Opbygning af kompositterne
Opbyg kompositterne til forberedelse af en støttetand iht. 
brugsanvisningerne.

[7] Hærdning og finering af kompositterne
Efter kompositterne er blevet hærdet, forberedes støttetanden.

4. Basisprocedure (indikationer 6: Amalgam-restaureringer)

[1] Rengøring af tandstrukturen
Rengøring af kaviteten eller støtteoverfladen

Fjern det foreløbigt påførte tætningsmateriale hhv. 
cementeringsmateriale fra den bindende overflade.

[2] Behandling af tandoverfladen
Blanding med ED PRIMER II
1) Forberedelse af ED PRIMER II

Kom en dråbe af både væske A og væske B i en blandingsskål 
og bland dem.

2) Påføring af ED PRIMER II
Påfør ED PRIMER II på hele den bindende overflade (tandemalje 
og dentin), metal- hhv. kompositstøttetanden med en lille børste 
eller en svamp og lad det virke 30 sekunder.

3) Tørring
Fjern overflødig primer med en lille svamp eller en 
sugepapirspids for at forhindre, at der samler sig primer i 
kavitetens hjørner. Tør primeren fuldstændigt, idet der arbejdes 
med mild luftstrøm. Vær opmærksom på, at en koncentration af 
primer fører til, at den bindende cement polymeriseres hurtigere. 
Det er en fordel at tørre ved hjælp af vakuum for at forebygge 
ødelæggelse af primeren.

[3] Forberedelse af den bindende cement
Tilbered den bindende cement i overensstemmelse med den 
kliniske basisprocedure. Der henvises til paragraf IX.1. 
”Basisprocedure”.

[4] Pålægning af amalgam
1. Påfør den bindende cement i kaviteten

Påfør et tyndt, jævnt lag af den blandede, bindende cement på 
den kavitetoverflade, der er fyldt med hærdet ED PRIMER II og 
pas på, at der ikke lukkes luft ind.

[FORSIGTIG]
Da ED PRIMER II øger hærdningen af den bindende cement, bør 
den bindende cement påføres hurtigt.

2. Amalgam-fyldning
Det pulveriserede amalgam bør tykne på den bindende cement.
Tilpasningen af okklusion kan opnås på normal vis.

[5] Fjern resterende cement
Selv den mindste rest af PANAVIA F 2.0-pasta, der er tilbage på 
kanterne, kan fjernes med en explorer eller en lille skraber.

[6] Bejdsning af den bindende cement
Hærd den blandede pasta langs med cementlinjen ved hjælp af en 
af de følgende to metoder.
① Lyshærde-metode

Når det er muligt at hærde den bindende cement langs med 
cementlinjen som ved inlays og onlays, lyshærdes hvert 
område på cementlinjen i en varighed af 20 sekunder med en 
traditionel halogenlampe (>250 mW/cm2) eller en LED (>160 
mW/cm2). Hvis der anvendes en plasma-lysbuelampe (>2000 
mW/cm2) eller en højeffektiv halogenlampe (>550 mW/cm2), 
skal hvert område af cementlinjen hærdes i 5 sekunder.

[FORSIGTIG]
Opaque-pastaen burde ikke lyshærdes men hærdes ved hjælp af 
OXYGUARD II. Den har en lavere hærdningsdybde.
② OXYGUARD II

Anvend OXYGUARD II for at hærde den blandede pasta, som 
følger:
Påfør OXYGUARD II på kanterne med en 
engangs-børstespids. Fjern OXYGUARD II efter 3 minutter 
med en bomuldsvatpind ved hjælp af vandstrålen.

[7] Finish
Fjern resterende cement på tandstrukturen ved at polere den.

[GARANTI]
Et produkt, der beviseligt er defekt, erstattes af Kuraray Noritake 
Dental Inc. Kuraray Noritake Dental Inc. overtager ingen former for 
ansvar for direkte, efterfølgende eller særlige tab eller skader, der 
hidrører fra anvendelsen, brugen hhv. ikke-brugen af disse 
produkter. Før anvendelsen skal brugeren definere, om produkterne 
kan anvendes til det planlagte formål; brugeren overtager alle risici 
og det ansvar, der hænger sammen med brugen.

[HENVISNING]
CLEARFIL, PANAVIA og OXYGUARD er varemærker af KURARAY 
CO., LTD.

KÄYTTÖOHJEETSUOMI

Paikkausaineen sävy
Paikka

TC, 
Light White Opaque 

Metalliset rungot ja tiivisteet, metallikruunut ja sillat
Posliiniset tai komposiittiset rungot, tiivisteet ja suojapäällysteet
Muotoon puristetut tuet ja kipsisiteiset metallitäytteet
Kiinnityssillat ja lastat etummainen

jälkimmäinen
Sidotut amalgaamipaikat

◎
◎
◎
△
◎
◎

◎
△
◎
◯
◎
◎

◯
△
◎
◎
◎
◯

◎: SUOSITELTAVA   ◯: RIITTÄVÄ   △: EI SUOSITELTAVA

Ruiskun kierrokset
Puolikas kierros

1 kierros

Käyttö
Rungot ja tiivisteet

Kruunut

Työvaiheet

Pastojen annostelu
(kiertämällä ruiskua saman kierrosmäärän verran) 15 min.

3 min.
60 sek.
40 sek.

20 sek.
5 sek.
3 min.

Pastojen sekoittaminen (20 sekunnin ajan)
Paikan asettaminen paineen alla
…Juurikanavan ollessa kyseessä

Jähmettyminen
…Tavallinen halogeeni, LED*1

…Plasmakaari, kestävä halogeeni*2
OXYGUARD II -aineen käyttö

Käyttöaika
1.

2.
3.

4.

Cementschattering
Restaurering

TC, 
Light White Opaque 

Metalinlays og onlays: metalkroner og broer
Keramik- eller kompositinlays, onlays, kroner og 
veneers
Præfabrikerede stifter og støbemetalkerner
Broer og skinner -tidligere

-senere
Bundne amalgamrestaureringer

◎

◎

◎
△
◎
◎

◎

△

◎
◯
◎
◎

◯

△

◎
◎
◎
◯

◎: ANBEFALET   ◯: PASSENDE   △: IKKE ANBEFALET

Arbejdsgange

Tilberedning af pastaerne
(ved drejning af sprøjten ved lige antal drejninger)

Blanding af pastaen (i 20 sekunder)
Isætning og påtrykning af restaureringen
…i tilfælde af en rodkanal

Lyshærdning
…traditionel halogenlampe, LED *1

…plasma-lysbuelampe, højeffektiv-halogenlampe*2

Påføring af OXYGUARD II

1.

2.
3.

4.

Arbejdstid

15 min.

3 min.
60 sek.
40 sek.

20 sek.
5 sek.
3 min.

Antal omdrejninger på sprøjten
Halv drejning

1 drejning

Applikationer
Inlays og onlays

Kroner

BRUGSANVISNINGDANSK

CS485-EU3-omote  420×594mm



I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το υλικό PANAVIA F 2.0 είναι ένα σύστημα ακτινοσκιερής κονίας 
διπλού πολυμερισμού (φωτο- και/ή αυτο-πολυμεριζόμενη) με βάση 
την ρητίνη για αποκαταστάσεις μετάλλου, σύνθετης ρητίνης και 
σιλανιωμένης πορσελάνης.
Το προϊόν PANAVIA F 2.0 αποτελείται από τα ED PRIMER II, 
PANAVIA F 2.0 Paste,  ALLOY PRIMER και OXYGUARD II.
Το ED PRIMER II περιέχει το HEMA και το 5-NMSA όπως επίσης το 
MDP το οποίο περιέχει το Liquid A και το Liquid B.
Η πάστα PANAVIA F 2.0 απελευθερώνει φθόριο.
Το ALLOY PRIMER βελτιώνει την ικανότητα συγκόλλησης των 
επιφανειών από πολύτιμα μέταλλα και την ικανότητα συγκόλλησης 
της πάστας PANAVIA F 2.0. OXYGUARD II είναι ένας παράγοντας 
δέσμευσης οξυγόνου που επιτρέπει τον πολυμερισμό της πάστας 
PANAVIA F 2.0 Paste, όταν δεν χρησιμοποιείται η μέθοδος του 
φωτοπολυμερισμού. Δεν είναι αναγκαία η επικασσιτέρωση.

II. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Το PANAVIA F 2.0 ενδείκνυται για τις παρακάτω χρήσεις:
[1] Συγκολλήσεις σε μεταλλικές κορώνες και γέφυρες, 

ενθέτων (inlays), επενθέτων (onlays).
[2] Συγκολλήσεις σε κορώνες πορσελάνης, ενθέτων (inlays), 

επενθέτων (onlays) και όψεων.
[3] Συγκολλήσεις σε κορώνες σύνθετης ρητίνης, ενθέτων 

(inlays), επενθέτων .
[4] Συγκόλληση γεφυρών.
[5] Συγκόλληση ενδοδοντικών ανασυστάσεων και 

προκατασκευασμένων αξόνων.
[6] Συγκόλληση αμαλγαμάτων.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
Χρησιμοποιείστε τις κατάλληλες χρωματικές αποχρώσεις που 
ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση.
Πίνακας: Τα χρώματα των κονιών συγκόλλησης και των 
περιπτώσεων εφαρμογής  

III. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
[1] Σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας σε μεθακρυλικά 

μονομερή
[2] Σε ασθενείς με ιστορικό υπερευαισθησίας σε ακετόνη

IV. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η βλεννογόνος του στόματος μπορεί να λάβει υπόλευκο χρώμα 
όταν έρθει σε επαφή με τοED PRIMER II ή τοALLOY PRIMER, 
λόγω πήξης της πρωτεΐνης. Πρόκειται για ένα προσωρινό 
φαινόμενο, το οποίο εξαφανίζεται εντός μερικών ημερών. Σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί εμφάνιση έλκους.

V. ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ
[1] Μην χρησιμοποιείτε υλικά που περιέχουν ευγενόλη για την 

προστασία του πολφού ή προσωρινά σφραγίσματα, γιατί η 
ευγενόλη μπορεί να καθυστερήσει την διαδικασία 
συγκόλλησης.

[2] Μην χρησιμοποιείτε αιμοστατικά που περιέχουν ενώσεις 
σιδήρου, γιατί μπορεί να εξασθενίσει η συγκόλληση και 
μπορεί να δημιουργηθεί αποχρωματισμός στην άκρη των 
δοντιών ή στα ούλα από τα υπολείμματα των ιόντων σιδήρου.

[3] Μην χρησιμοποιείτε την πάστα PANAVIA F 2.0 με την πάστα 
PANAVIA F, γιατί το μίγμα τους δεν θα φωτοπολυμεριστεί 
σωστά.

VI. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1. Προφυλάξεις ασφαλείας
1. Αυτό το προϊόν περιέχει ουσίες που ενδέχεται να 

προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Να αποφεύγετε την 
χρήση του προϊόντος σε ασθενείς με γνωστό ιστορικό 
αλλεργίας σε μονομερή μεθακρυλικά ή άλλα συστατικά.

2. Εάν ο ασθενής εμφανίσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας, 
όπως φαγούρα, έκζεμα, ενδείξεις αναφυλαξίας, έλκος, 
πρήξιμο, κνησμό ή μούδιασμα, σταματήστε την χρήση του 
προϊόντος και παρακολουθείστε τον ασθενή.

3. Να προσέχετε ώστε το υλικό να μην έλθει σε επαφή με το 
δέρμα ή να εισχωρήσει στο μάτι. Πριν από την 
χρησιμοποίηση του προϊόντος, καλύψτε τα μάτια του 
ασθενούς με μια πετσέτα για να τα προστατεύσετε σε 
περίπτωση εκσφενδόνισης υλικού.

4. Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με ιστούς του ανθρωπίνου 
σώματος, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:
< Εάν το υλικό εισέλθει στα μάτια >

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό και 
συμβουλευθείτε έναν οφθαλμίατρο.

< Εάν το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τη βλεννογόνο 
του στόματος >
Σκουπίστε το αμέσως με τολύπιο βάμβακος ή γάζα που 
εμβαπτίσατε σε αλκοόλη και ξεπλύνετε με άφθονη 
ποσότητα νερού.

5. Λάβετε μέτρα προστασίας για να μην καταπιεί ο ασθενής το 
υλικό κατά λάθος.

6. Εάν ο ασθενής ή ο γιατρός νιώσει αδιαθεσία από τις 
αναθυμιάσεις της ακετόνης, πρέπει να ξαπλώσουν και να 
έρθουν σε επαφή με καθαρό αέρα.

7. Κάθε έκθεση του πολφού μπορεί να καλυφθεί με ένα σκεύασμα 
υδροξειδίου του ασβεστίου. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που 
περιέχουν ευγενόλη για την προστασία του πολφού.

8. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν με προσχηματισμένους 
άξονες από ανοξείδωτο ατσάλι, δεν πρέπει να έρθει ο 
άξονας σε επαφή με μεταλλικές αποκαταστάσεις. Καλύψτε 
τον άξονα με σύνθετη ρητίνη.

9. Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στην πηγή 
φωτοπολυμερισμού κατά τον πολυμερισμό του υλικού.

2. Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό
1. Το PANAVIA F 2.0 πολυμερίζεται με μια οδοντιατρική 

συσκευή φωτοπολυμερισμού (μήκος κύματος ακτινοβολίας: 
400-515 nm). Χρησιμοποιείστε το ειδικό κάλυμμα προστασίας 
για την αποφυγή έκθεσης του προϊόντος σε ανεπιθύμητες 
πηγές φυσικού ή τεχνητού φωτός (π.χ. φως από ένα 
παράθυρο).

2. Βεβαιωθείτε ότι το ρύγχος μιας χρήσης και το βουρτσάκι 
μιας χρήσης είναι στερεωμένα καλά για να αποφευχθεί μια 
πιθανή κατάποση τους από τον ασθενή.

3. Μετά την τοποθέτηση της αποκατάστασης στο δόντι, η 
κονία πρέπει να φωτοπολυμεριστεί. Δεν πρέπει το φως της 
συσκευής πολυμερισμού να είναι πολύ κοντά στον ασθενή.

3. Προφυλάξεις κατά την αποθήκευση
1. Μην χρησιμοποιείτε το υλικό μετά από την ημερομηνία 

λήξης η οποία αναγράφεται στο πακέτο.
2. Το ALLOY PRIMER είναι εύφλεκτο. Κρατήστε το μακριά από 

φλόγα.
3. Το προϊόν αυτό πρέπει να αποθηκεύεται σε ψυγείο σε 

θερμοκρασία (2 - 8°C / 36 - 46°F) όταν δεν χρησιμοποιείται 
και πρέπει να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την 
χρήση.

4. Το ALLOY PRIMER πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία 
2 - 25°C / 36 - 77°F όταν δεν χρησιμοποιείται.

5. Φυλάξτε το προϊόν μακριά από ζέστη ή άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία.

6. Η φιάλη ή η σύριγγα πρέπει να αντικατασταθούν όταν αδειάσει 
η ρητίνη. Έτσι αποφεύγετε την εξάτμιση πτητικών συστατικών.

7. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε κατάλληλο χώρο όπου 
μόνο ο οδοντίατρος μπορεί να έχει πρόσβαση.

VII. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
1. Αποχρώσεις
Η πάστα PANAVIA F 2.0 Paste διατίθεται σε 4 αποχρώσεις:

TC, Light, White ή Opaque

2. Συστατικά
Για την ποσότητα παρακαλούμε ανατρέξτε στο εξωτερικό της 
συσκευασίας.

1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
2) ED PRIMER Ⅱ (Liquid A / Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIA F 2.0 OXYGUARD Ⅱ
5) Εξαρτήματα

• Spatula (Σπάτουλα)
• Mixing pad (Μπλοκ ανάμειξης)
• Disposable brush tips (Βουρτσάκι μίας χρήσης)
• Brush tip handle (Λαβή για βουρτσάκι)
• Mixing dish (Δίσκος ανάμιξης)
• Light blocking plate (Κάλυμμα προστασίας από το φως)
• Disposable nozzles (Ρύγχη μίας χρήσης)

3. Συστατικά
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)

Κύρια συστατικά
(1) A Paste

• Δισόξινο φωσφορικό 10-μεθακρυλοΰλοξυδεκύλιο(MDP)
• Υδρόφοβος αρωματικός διμεθακρυλικός εστέρας
• Υδρόφοβος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
• Υδρόφιλος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
• Σιλανιωμένο εφρακτικό υλικό πυριτίας
• Σιλανιωμένη κολλοειδής πυριτία
• dl-καμφοροκινόνη
• Καταλύτες
• Ενεργοποιητές

(2) B Paste
• Υδρόφοβος αρωματικός διμεθακρυλικός εστέρας
• Υδρόφοβος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
• Υδρόφιλος αλιφατικός διμεθακρυλικός εστέρας
• Σιλανιωμένο εμφρακτικό υλικό από βαριούχο ύαλο
• Φθοριούχο νάτριο με κατεργασμένη επιφάνεια
• Καταλύτες
• Επιταχυντές
• Χρωστικές ουσίες

Η συνολική ποσότητα ανόργανων εμφρακτικών υλικών 
ανέρχεται περίπου σε 59 vol%. Το μέγεθος των σωματιδίων 
των ανόργανων εμφρακτικών υλικών κυμαίνεται από 0.04 μm 
μέχρι 19 μm.

2) ED PRIMER Ⅱ
Κύρια συστατικά
(1) Liquid A

• μεθακρυλικό 2-υδροξυαιθυλο(HEMA)
• Δισόξινο φωσφορικό 10-μεθακρυλοΰλοξυδεκύλιο(MDP)
• Νερό
• Ν-μεθακρυλοΰλο-5-αμινοσαλικυλικό οξύ(5-NMSA)
• Επιταχυντές

(2) Liquid B
• Ν-μεθακρυλοΰλο-5-αμινοσαλικυλικό οξύ(5-NMSA)
• Νερό
• Καταλύτες
• Επιταχυντές

3) ALLOY PRIMER
Κύρια συστατικά

• Ακετόνη
• Δισόξινο φωσφορικό 10-μεθακρυλοΰλοξυδεκύλιο (MDP)
• 6-(4-βινυλβενζυλο-Ν-προπυλο)αμίνο-1,3,5-τριαζίνο-2,4-διθιόνη

4) OXYGUARD Ⅱ
Κύρια συστατικά

• γλυκερινη
• Πολυαιθυλενογλυκόλη
• Καταλύτες
• Επιταχυντές
• Χρώματα

VIII. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα παρακάτω προϊόντα είναι απαραίτητα για συγκεκριμένες 
διαδικασίες.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR 
＊ Αυτό το προϊόν περιέχει έναν παράγοντα σύνδεσης σιλανίου. Σε 

μίγμα με το CLEARFIL SE BOND PRIMER ή το CLEARFIL LINER 
BOND 2V PRIMER ή το CLEARFIL NEW BOND ή το CLEARFIL 
PHOTO BOND αυξάνει την ικανότητα συγκόλλησης σε 
αποκαταστάσεις πορσελάνης ή πολυμεριζόμενης ρητίνης.

2) K-ETCHANT GEL 
＊ Αυτό το προϊόν είναι διάλυμα φωσφορικού οξέος και 

χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του σμάλτου και της 
πορσελάνης.

IX. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Κύρια διαδικασία (χρήση της κονίας συγκόλλησης)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
Χρησιμοποιείστε την αναμεμιγμένη πάστα όσο το δυνατόν 
συντομότερα από την στιγμή της παρασκευής.

1) Παρασκευή των υλικών
1. Ευθυγραμμίστε το σημάδι στο περικόχλιο με την γραμμή 

στο έμβολο και περιστρέψτε την σύριγγα για να βγει η 
απαιτούμενη ποσότητα της πάστας. Η ελάχιστη περιστροφή 
της σύριγγας πρέπει να είναι μισή στροφή.

2. Οι ποσότητες από την A paste και την B paste πρέπει να είναι 
ίσες.

3. Η ποσότητα της πάστας που βγαίνει από την τελευταία 
περιστροφή της σύριγγας μπορεί να μην είναι ακριβής. Για το 
λόγο αυτό, απορρίψτε την σύριγγα πριν χρησιμοποιήσετε την 
τελευταία ποσότητα.

4. Η απαιτούμενη ποσότητα πάστας για μια τυπική εφαρμογή 
είναι:

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
1. Εάν αδειάσετε πάστα περιστρέφοντας κατά το 1/4, μπορεί να 

επηρεαστεί η απόδοση του προϊόντος κατά την σκλήρυνση.
2. Εάν η πάστα δεν χρησιμοποιηθεί άμεσα, πρέπει να καλυφθεί 

με το ειδικό κάλυμμα προστασίας από το φως.

2) Ανάμιξη της A paste και της B paste
Αναμίξτε την A paste και την B paste στο δίσκο ανάμιξης για 20 
δευτερόλεπτα. Δεν πρέπει να υπάρχει υγρασία στον δίσκο 
ανάμιξης ή στην σπάτουλα πριν από την χρήση, γιατί η παρουσία 
νερού μπορεί να μειώσει τον χρόνο επεξεργασίας της 
αναμεμιγμένης πάστας.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
1. Ο χρόνος επεξεργασίας της αναμεμιγμένης πάστας μπορεί 

να ποικίλλει αν η ανάμιξη δεν έχει γίνει σωστά.
2. Η πάστα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε τρία 3 λεπτά από 

την παρασκευή της.

[ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ]
Οι χρόνοι επεξεργασίας της πάστας PANAVIA F 2.0 από την 
στιγμή της παρασκευής μέχρι την ολοκλήρωση της 
συγκόλλησης είναι:

Χρόνος επεξεργασίας της PANAVIA F 2.0

Ένταση φωτός των εγκεκριμένων λαμπών πολυμερισμού 
(400~500 nm)
*1) Συμβατικού αλογόνου (>250 mW/cm2), LED (>160 mW/cm2)
*2) Τόξου πλάσματος (>2000 mW/cm2), λάμπα αλογόνου υψηλής 

απόδοσης (>550 mW/cm2)

2. Τυπική διαδικασία I (ενδείξεις 1 εως 4: για συγκόλληση)
[1] Επιφανειακή επεξεργασία της αποκατάστασης

1. Πολύτιμα μέταλλα (κορώνες, γέφυρες, ένθετα και επένθετα)
1)  Αμμοβολή (ανάλογα με τις ανάγκες)

Αμμοβολείστε την επιφάνεια της αποκατάστασης με την χρήση 
κόκκων οξειδίου του αργιλίου μεγέθους 30 - 50 micron με πίεση 
αέρα 4,2 - 7 kg/cm2 (60 - 100 PSI); 2 - 3 δευτερόλεπτα ανά cm2 θα 
αφαιρέσουν την γυαλάδα δίνοντας μια ματ εμφάνιση.

2) Καθαρισμός με υπερήχους
Καθαρίστε την αποκατάσταση με μια συσκευή υπερήχων για 
2 λεπτά.

3) Εφαρμογή του ALLOY PRIMER
Απλώστε ένα λεπτό στρώμα ALLOY PRIMER στο κράμα του 
πολύτιμου μετάλλου.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης έχει μολυνθεί με σάλιο ή αίμα μετά 
τον καθαρισμό με υπερήχους, καθαρίστε την επιφάνεια 
πρόσφυσης στην συσκευή υπερήχων με την χρήση ενός 
ουδέτερου καθαριστικού και ξεπλύνετε την με νερό για 1 λεπτό.

2. Μη πολύτιμα μέταλλα
1) Αμμοβολή (ανάλογα με τις ανάγκες)

Αμμοβολείστε την επιφάνεια της αποκατάστασης με την χρήση 
κόκκων οξειδίου του αργιλίου μεγέθους 30 - 50 micron με πίεση 
αέρα 4,2 - 7 kg/cm2 (60 - 100 PSI); 2 - 3 δευτερόλεπτα ανά cm2 θα 
αφαιρέσουν την γυαλάδα δίνοντας μια ματ εμφάνιση.

2) Καθαρισμός με υπερήχους
Καθαρίστε την αποκατάσταση με μια συσκευή υπερήχων για 
2 λεπτά.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης έχει μολυνθεί με σάλιο ή αίμα μετά 
τον καθαρισμό με υπερήχους, καθαρίστε την επιφάνεια 
πρόσφυσης στην συσκευή υπερήχων με την χρήση ενός 
ουδέτερου καθαριστικού και ξεπλύνετε την με νερό για 1 λεπτό.

3. Αποκαταστάσεις πορσελάνης και πολυμεριζόμενης σύνθετης 
ρητίνης (ενθέτων (inlays), επενθέτων (onlays) και όψεων)

1) Αμμοβολή
Αμμοβολείστε την επιφάνεια της αποκατάστασης με την 
χρήση κόκκων οξειδίου του αργιλίου μεγέθους 30 - 50 
micron με μικρή πίεση αέρα (1 - 2 kg/cm2 (14 - 28 PSI)).

2) Χάραξη με φωσφορικό οξύ
Χαράξτε την επιφάνεια συγκόλλησης με το K-ETCHANT GEL.

3) Έκπλυση και στέγνωμα
Αφού χαράξετε την επιφάνεια πρόσφυσης με φωσφορικό 
οξύ, ξεπλύνετε την επιφάνεια και στεγνώστε την.

4) Επεξεργασία συνδέσμου σιλανίου
Επεξεργαστείτε την επιφάνεια πρόσφυσης για την χρήση 
σιλανίου με τα παρακάτω υλικά:
Εφαρμογή ενός μίγματος από CLEARFIL PORCELAIN BOND 
ACTIVATOR και CLEARFIL SE BOND PRIMER ή CLEARFIL 
LINER BOND 2V PRIMER ή CLEARFIL PHOTO BOND ή 
CLEARFIL NEW BOND.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
Όταν επεξεργαστείτε την επιφάνεια αποκατάστασης, 
προχωρήστε στην συγκόλληση άμεσα.

[2] Επεξεργασία επιφάνειας πρόσφυσης
1. Καθαρισμός της κοιλότητας ή της επιφάνειας συναρμογής 

του δοντιού
1) Αφαιρέστε το προσωρινό σφράγισμα ή την προσωρινή 

συγκόλληση από την επιφάνεια πρόσφυσης.
2) Όταν κάνετε συγκόλληση στο ακατέργαστο σμάλτο ή 

χρησιμοποιείτε γέφυρα ή πορσελάνινα επιχρίσματα, 
εφαρμόστε K-ETCHANT GEL στην επιφάνεια πρόσφυσης για 
10 δευτερόλεπτα.

2. Επεξεργασία επιφάνειας πρόσφυσης
1) Αναμίξτε το ED PRIMER II

Απλώστε μια σταγόνα από το Liquid A και από το Liquid B σε 
δίσκο ανάμιξης και ανακατέψτε.

2) Εφαρμογή του ALLOY PRIMER
Εάν έχει χρησιμοποιηθεί μια συναρμογή δοντιού από 
πολύτιμο μέταλλο, εφαρμόστε ALLOY PRIMER στην 
μεταλλική επιφάνεια.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Εάν η επιφάνεια πρόσφυσης έχει μολυνθεί με σάλιο ή αίμα 
μετά την εφαρμογή του ALLOY PRIMER, καθαρίστε την 
επιφάνεια με μια βαμβακερή γάζα εμποτισμένη με οινόπνευμα 
και εφαρμόστε πάλι το ALLOY PRIMER.

3) Εφαρμογή του ED PRIMER II
Εφαρμόστε το ED PRIMER II σε όλη την επιφάνεια του 
δοντιού (σμάλτο και οδοντίνη) της επιφάνειας πρόσφυσης ή 
του μετάλλου ή της συναρμογής του δοντιού από σύνθετη 
ρητίνη με ένα βουρτσάκι μιας χρήσης ή σφουγγάρι και 
αφήστε το για 30 δευτερόλεπτα.

4) Στέγνωμα
Χρησιμοποιείστε ένα σφουγγάρι ή ένα χαρτί για να 
αφαιρέσετε την περίσσεια του primer για να αποφύγετε 
συσσώρευση του primer στην ριζική κοιλότητα ή στις άκρες 
της κοιλότητας. Στεγνώστε το primer πολύ καλά με απαλό 
ρεύμα αέρα. Η συσσώρευση primer μπορεί να προκαλέσει 
γρήγορο πολυμερισμό της κονίας συγκόλλησης. Επίσης δεν 
πρέπει να το ξεπλύνετε.
Για να μην εκτοξεύεται το primer, είναι προτιμότερο να 
αφαιρείται με αναρρόφηση.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Το ED PRIMER II πρέπει να εφαρμόζεται σε όλη την επιφάνεια 
του δοντιού. Μην το απλώνετε στην αποκατάσταση.

[3] Παρασκευή της πάστας PANAVIA F 2.0
Προετοιμάστε την κονία συγκόλλησης σύμφωνα με την τυπική 
κλινική διαδικασία. Ανατρέξτε στο IX.1."Κύρια διαδικασία".

[4] Συγκόλληση
1. Εφαρμογή της αναμεμιγμένης πάστας στην αποκατάσταση

Απλώστε την αναμεμιγμένη πάστα στην αποκατάσταση.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
ΜΗΝ εφαρμόζετε πάστα PANAVIA F 2.0 στην επιφάνεια του 
δοντιού που έχει προετοιμαστεί με ED PRIMER II γιατί θα 
επιταχύνει την σκλήρυνση της πάστας PANAVIA F 2.0.

2. Συγκόλληση αποκατάστασης
Συγκολλήστε την αποκατάσταση στην κοιλότητα ή στην 
συναρμογή του δοντιού. Η συγκόλληση πρέπει να ολοκληρωθεί 
σε 60 δευτερόλεπτα. 

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Όταν η κονία συγκόλλησης έρθει σε επαφή με το ED PRIMER 
II, ο πολυμερισμός της κονίας συγκόλλησης επιταχύνεται.

3. Αφαίρεση της περίσσειας πάστας
Η περίσσεια της πάστας PANAVIA F 2.0 που υπάρχει στα άκρα 
μπορεί να αφαιρεθεί με έναν explorer ή ένα μικρό απόξεστρο 
(scaler). Η αποκατάσταση μπορεί τώρα να ολοκληρωθεί και 
να γυαλιστεί με ελαφρόπετρα και νερό.

4. Πολυμερισμός των άκρων συγκόλλησης
Πολυμερίστε την αναμεμιγμένη πάστα στα άκρα συγκόλλησης, 
με τις δύο μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω.
① Μέθοδος φωτοπολυμερισμού

Όταν είναι δυνατόν να φωτοπολυμερίσετε την κονία 
συγκόλλησης κατά μήκος των άκρων συγκόλλησης, όπως 
σε ένθετα και επένθετα, φωτοπολυμερίστε κάθε τμήμα 
των άκρων συγκόλλησης για 20 δευτερόλεπτα με 
συμβατική λάμπα φωτοπολυμερισμού αλογόνου (>250 
mW/cm2) ή με LED (>160 mW/cm2). Εάν χρησιμοποιηθεί 
τόξο πλάσματος (>2000 mW/cm2) ή λάμπα 
φωτοπολυμερισμού αλογόνου υψηλής απόδοσης (>550 
mW/cm2) ,κάθε τμήμα των άκρων συγκόλλησης θα 
πολυμεριστεί για 5 δευτερόλεπτα.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Η αδιαφανής πάστα δεν πρέπει να φωτοπολυμεριστεί αλλά 
μπορεί να πολυμεριστεί με το OXYGUARD II. Έχει μικρό βάθος 
φωτοπολυμερισμού.
② OXYGUARD II

Χρησιμοποιείστε το OXYGUARD II για να πολυμερίσετε 
την αναμεμιγμένη πάστα ως εξής:
Με ένα βουρτσάκι μιας χρήσης, απλώστε το OXYGUARD II 
στο άκρο. Μετά από 3 λεπτά αφαιρέστε το OXYGUARD II 
με βαμβάκι και ψεκασμό με νερό.

[5] Ολοκλήρωση
Αφαιρέστε την περίσσεια της κονίας συγκόλλησης από την 
επιφάνεια του δοντιού γυαλίζοντας το.

3. Τυπική διαδικασία II (Ένδειξη 5: ανασύσταση)

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται με προσχηματισμένο άξονα 
και ανασυστάσεις σύνθετης ρητίνης. Για την συγκόλληση 
μεταλλικών ανασυστάσεων, ανατρέξτε στο Τυπική διαδικασία 1 
και στις οδηγίες χρήσης του άξονα και της σύνθετης ρητίνης.

[1] Επεξεργασία της επιφάνειας του άξονα
1. Αμμοβολή

Αμμοβολείστε τον άξονα αν χρειάζεται.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
Ορισμένοι προσχηματισμένοι άξονες δεν χρειάζονται 
αμμοβολή. Ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσης του 
συγκεκριμένου άξονα.

2. Εφαρμογή του ALLOY PRIMER
Απλώστε το ALLOY PRIMER στον άξονα, εάν είναι από κράμα 
πολύτιμου μετάλλου.

[2] Καθαρισμός της κοιλότητας και προετοιμασία της ριζικής 
κοιλότητας
Αφαιρέστε το προσωρινό σφράγισμα από την κοιλότητα και το 
υλικό από την ριζική κοιλότητα. Με την χρήση ενός αλεζουάρ 
Pizo, προετοιμάστε και καθαρίστε την οπή της ριζικής κοιλότητας.

[3] Επεξεργασία της επιφάνειας του δοντιού
1. Ανάμιξη του ED PRIMER II

Απλώστε μια σταγόνα από το Liquid A και από το Liquid B σε 
δίσκο ανάμιξης και ανακατέψτε.

2. Εφαρμογή του ED PRIMER II
Με την χρήση ενός σφουγγαριού ή μιας μπατονέτας, απλώστε το 
μίγμα στην ριζική κοιλότητα, στην επιφάνεια της ρίζας και στην 
επιφάνεια του δοντιού. Αφήστε το εκεί για 30 δευτερόλεπτα.

3. Αφαίρεση της περίσσειας του primer (η ίδια διαδικασία 
ακολουθείται στην περίπτωση των μεταλλικών ανασυστάσεων)
Με την χρήση ενός σφουγγαριού, μιας μπατονέτας ή ενός 
χαρτιού, απομακρύνετε την περίσσεια του primer για να 
αποφύγετε την συσσώρευση του primer στις άκρες της 
κοιλότητας και στην ριζική κοιλότητα. 

4. Στέγνωμα
Στεγνώστε το primer με απαλό ρεύμα αέρα. Για να μην 
εκτοξεύεται το primer, είναι προτιμότερο να αφαιρείται με 
αναρρόφηση.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Στεγνώστε το primer πολύ καλά. Η συσσώρευση primer στις 
άκρες της κοιλότητας ή στην ριζική κοιλότητα μπορεί να 
προκαλέσει γρήγορο πολυμερισμό της αναμεμιγμένης πάστας.

[4] Παρασκευή της πάστας PANAVIA F 2.0
Προετοιμάστε την κονία συγκόλλησης σύμφωνα με την κύρια 
κλινική διαδικασία. Ανατρέξτε στο IX.1. "Κύρια διαδικασία".

[5] Τοποθέτηση του άξονα
1. Απλώστε την αναμεμιγμένη πάστα στον άξονα

[ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ]
Η αναμεμιγμένη πάστα εφαρμόζεται στον μεταλλικό άξονα για 
συγκόλληση.

2. Τοποθέτηση του άξονα στην ριζική κοιλότητα
Μετά την εφαρμογή της αναμεμιγμένης πάστας στον άξονα, 
τοποθετείστε τον άμεσα στην ριζική κοιλότητα. Συνιστάται 
να δονείται ελαφρά ο άξονας όταν τον τοποθετείτε στην 
ριζική κοιλότητα για να αποφύγετε την παγίδευση 
φυσαλίδων αέρα.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
• Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε περισσότερους από έναν 

άξονες σε ένα δόντι, προσέξτε να μην περάσει η κονία σε 
άλλες ριζικές κοιλότητες.

• Μην χρησιμοποιείτε σπιράλ lentulo για την τοποθέτηση της 
κονίας συγκόλλησης στην ριζική κοιλότητα. Εάν η κονία 
συγκόλλησης τοποθετηθεί στην ριζική κοιλότητα με σύριγγα 
σύνθετης ρητίνης, θα επιταχυνθεί ο πολυμερισμός της. Είναι 
επιβεβλημένο να τοποθετηθεί ο άξονας άμεσα.

3. Επίστρωση της περίσσειας κονίας
Με ένα μικρό βουρτσάκι, στρώστε την περίσσεια της κονίας 
στην κορώνα και στην κεφαλή του άξονα.

4. Πολυμερισμός της κονίας συγκόλλησης
Φωτοπολυμερίστε την κονία συγκόλλησης στην κορώνα και την 
κεφαλή του άξονα για 20 δευτερόλεπτα με συμβατική λάμπα 
αλογόνου (>250 mW/cm2) ή με LED (>160 mW/cm2). Εάν 
χρησιμοποιηθεί τόξο πλάσματος (>2000 mW/cm2) ή λάμπα 
φωτοπολυμερισμού αλογόνου υψηλής απόδοσης (>550 mW/cm2), 
κάθε τμήμα των άκρων συγκόλλησης θα πολυμεριστεί για 5 
δευτερόλεπτα.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
Εάν δεν μπορεί να γίνει φωτοπολυμερισμός όταν έχει 
χρησιμοποιηθεί η αδιαφανής κονία, χρησιμοποιείστε την σύνθετη 
ρητίνη ανασύστασης.

[6] Σύνθετη ρητίνη ανασύστασης
Προετοιμάστε την σύνθετη ρητίνη ανασύστασης στην 
συναρμογή του δοντιού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

[7] Πολυμερισμός και αποπεράτωση της σύνθετης ρητίνης
Αφού πολυμερίσετε την σύνθετη ρητίνη, ετοιμάστε μια συναρμογή 
δοντιού.

4. Τυπική διαδικασία III (ενδείξεις 6: Συγκόλληση αμαλγαμάτων)

[1] Καθαρισμός του δοντιού
Καθαρισμός του δοντιού ή της επιφάνειας συναρμογής

Αφαιρέστε το προσωρινό σγράγισμα ή το υλικό προσωρινής 
συγκόλλησης από την επιφάνεια συναρμογής.

[2] Επεξεργασία της επιφάνειας του δοντιού
Επεξεργασία με το ED PRIMER II
1) Παρασκευή του ED PRIMER II
2) Απλώστε μια σταγόνα από το Liquid A και μια από το Liquid B 

στον δίσκο ανάμιξης και αναμίξτε.
Απλώστε το ED PRIMER II σε όλη την επιφάνεια πρόσφυσης του 
δοντιού (σμάλτο και οδοντίνη), στην μεταλλική ή στην συναρμογή 
σύνθετης ρητίνης με ένα μικρό βουρτσάκι ή σφουγγάρι και αφήστε το 
για 30 δευτερόλεπτα.

3) Στέγνωμα 
Χρησιμοποιείστε ένα σφουγγάρι ή ένα χαρτί για να 
αφαιρέσετε την περίσσεια του primer για να αποφύγετε 
συσσώρευση του primer στις άκρες της κοιλότητας. 
Στεγνώστε το primer πολύ καλά με απαλό ρεύμα αέρα. Η 
συσσώρευση primer μπορεί να προκαλέσει γρήγορο 
πολυμερισμό της κονίας συγκόλλησης. Για να μην 
εκτοξεύεται το primer, είναι προτιμότερο να αφαιρείται με 
αναρρόφηση.

[3] Παρασκευή της κονίας συγκόλλησης
Παρασκευάστε την κονία συγκόλλησης σύμφωνα με την 
τυπική διαδικασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο IX.1. "Τυπική 
διαδικασία".

[4] Τοποθέτηση του αμαλγάματος
1. Εφαρμογή της κονία συγκόλλησης στην κοιλότητα

Απλώστε ένα λεπτό, λείο στρώμα από την αναμεμιγμένη κονία 
συγκόλλησης σε όλη την επιφάνεια της κοιλότητας που έχετε 
προετοιμάσει με το ED PRIMER II προσέχοντας να μην εγκλωβίσετε 
αέρα.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Επειδή το ED PRIMER II επιταχύνει την σκλήρυνση της κονίας 
συγκόλλησης, η κονία πρέπει να τοποθετηθεί στην κοιλότητα 
άμεσα.

2. Πλήρωση το αμαλγάματος
Το κονιορτοποιημένο αμάλγαμα πρέπει να συμπυκνωθεί 
στην περίσσια της κονίας συγκόλλησης.
Η μασητική λάξευση μπορεί να γίνει με τον τυπικό τρόπο.

[5] Αφαίρεση της περίσσειας κονίας
Κάθε μικρή περίσσεια της πάστας PANAVIA F 2.0 που έχει 
παραμείνει στα άκρα μπορεί να αφαιρεθεί με ένα explorer ή μικρό 
απόξεστρο (scaler).

[6] Πολυμερισμός της κονίας συγκόλλησης
Πολυμερίστε την αναμεμιγμένη πάστα στα άκρα συγκόλλησης, 
με τις δύο μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω.
① Μέθοδος φωτοπολυμερισμού

Όταν είναι δυνατόν να φωτοπολυμερίσετε την κονία 
συγκόλλησης κατά μήκος των άκρων συγκόλλησης, όπως σε 
ένθετα και επένθετα, φωτοπολυμερίστε κάθε τμήμα των άκρων 
συγκόλλησης για 20 δευτερόλεπτα με συμβατική λάμπα αλογόνου 
(>250 mW/cm2) ή με LED (>160 mW/cm2). Εάν χρησιμοποιηθεί τόξο 
πλάσματος (>2000 mW/cm2) ή λάμπα φωτοπολυμερισμού 
αλογόνου υψηλής απόδοσης (>550 mW/cm2), κάθε τμήμα των 
άκρων συγκόλλησης θα πολυμεριστεί για 5 δευτερόλεπτα.

[ΠΡΟΣΟΧΗ]
Η αδιαφανής πάστα δεν πρέπει να φωτοπολυμεριστεί αλλά μπορεί 
να πολυμεριστεί με το OXYGUARD II. Έχει μικρό βάθος 
φωτοπολυμερισμού.
② OXYGUARD II

Χρησιμοποιείστε το OXYGUARD II για να πολυμερίσετε 
την αναμεμιγμένη πάστα ως εξής:
Με ένα βουρτσάκι μιας χρήσης, απλώστε το OXYGUARD II 
στο άκρο. Μετά από 3 λεπτά αφαιρέστε το OXYGUARD II 
με βαμβάκι και ψεκασμό με νερό.

[7] Αποπεράτωση
Αφαιρέστε την περίσσεια της κονίας συγκόλλησης από την 
επιφάνεια του δοντιού γυαλίζοντας το.

[ΕΓΓΥΗΣΗ]
Η Kuraray Noritake Dental Inc. θα αντικαταστήσει οποιοδήποτε 
προϊόν είναι προβληματικό. Η Kuraray Noritake Dental Inc. δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, άμεση, 
επακόλουθη ή πρόσθετη, που μπορεί να προκύψει από την 
εφαρμογή ή την χρήση ή την μη ικανότητα χρήσης αυτών των 
προϊόντων. Πριν από την χρήση, ο χρήστης πρέπει να ορίσει 
επακριβώς την καταλληλότητα των προϊόντων για την 
προοριζόμενη χρήση και ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη 
και την υποχρέωση για την χρήση των προϊόντων αυτών.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ]
«CLEARFIL», «PANAVIA» και «OXYGUARD» είναι εμπορικά 
σήματα της KURARAY CO., LTD.

I. INTRODUÇÃO
PANAVIA F 2.0 é um sistema de cimentação radiopaco à base de 
resina de dupla polimerização (fotopolimerização e/ ou 
auto-polimerização, destinado a restaurações de metal, compósitos e 
porcelana silanizada.
O produto PANAVIA F 2.0 é composto por ED PRIMER II, pasta 
PANAVIA F 2.0, ALLOY PRIMER e OXYGUARD II.
O produto ED PRIMER II contém HEMA e 5-NMSA, bem como MDP, e 
consiste em dois líquidos, Liquid A e Liquid B.
A pasta PANAVIA F 2.0 liberta fluoreto.
ALLOY PRIMER melhora a força de adesão para ligas de metal 
precioso e pasta PANAVIA F 2.0. OXYGUARD II é um agente inibidor 
de oxigénio para permitir a polimerização do produto PANAVIA F 2.0 
Paste quando não é fotopolimerizado. Não é necessária estanhagem.

II. INDICAÇÕES
O produto PANAVIA F 2.0 é indicado para as seguintes aplicações:
[1] Cimentação de coroas e pontes metálicas, inlays e onlays.
[2] Cimentação de coroas de porcelana, inlays, onlays e elementos 

de prótese fixa (veneer).
[3] Cimentação de coroas de resina composta, inlays e onlays.
[4] Cimentação de pontes de adesão.
[5] Cimentação de núcleos endodônticos e pinos fré-fabricados.
[6] Colagem de amálgama.

[NOTA]
Utilizar tonalidades de cimento adequadas a cada caso.
Tabela: As tonalidades de cimentos adesivos e os casos aplicáveis  

 

III. CONTRA-INDICAÇÕES
[1] Pacientes com hipersensibilidade a monómeros de metacrilatos
[2] Pacientes com hipersensibilidade a acetona

IV. EFEITOS SECUNDÁRIOS
A membrana da mucosa oral poderá ficar esbranquiçada quando 
em contacto com ED PRIMER II ou ALLOY PRIMER devido a 
coagulação proteica. Este efeito é normalmente temporário e 
desaparece após alguns dias. Em alguns casos isolados foi 
constatada a ocorrência de ulceração.

V. INCOMPATIBILIDADE
[1] Não utilizar materiais contendo eugenol para efeitos de protecção da 

polpa e obturação provisória, pois estes retardam o processo de 
polimerização.

[2] Não utilizar agentes hemostáticos contendo compostos férricos, pois 
estes materiais poderão prejudicar a adesão e os iões férricos 
residuais poderão provocar uma descoloração da margem do dente 
ou da gengiva adjacente.

[3] Não utilizar a pasta PANAVIA F 2.0 em associação com a pasta 
PANAVIA F, pois a mistura de pasta obtida não será 
completamente polimerizada através da fotopolimerização.

VI. PRECAUÇÕES
1. Precauções de segurança
1. Este produto contém substâncias que poderão causar reacções 

alérgicas. Evitar a utilização do produto em pacientes 
identificados como sendo alérgicos a monómeros metacrilatos ou 
quaisquer outros componentes.

2. Caso o paciente evidencie uma reacção de hipersensibilidade 
como, por exemplo, erupção cutânea, eczema, sinais de 
inflamação, úlcera, inchaço, prurido ou entorpecimento, 
interromper a utilização do produto e consultar um médico.

3. Proceder com a devida cautela para evitar o contacto do produto 
com a pele ou com os olhos. Antes de utilizar o produto, cobrir os 
olhos do paciente com uma toalha, a fim de proteger os mesmos 
de eventuais salpicos de material. 

4. Se o produto entrar em contacto com tecidos humanos, proceder 
do seguinte modo:
< Se o produto entrar em contacto com os olhos >

Lavar imediatamente os olhos com água abundante e consultar 
um médico.

< Se o produto entrar em contacto com a pele ou mucosa oral >
Limpar imediatamente a zona afectada com uma compressa de 
algodão embebida em álcool e lavar com água abundante.

5. Proceder com precaução, a fim de evitar que o paciente engula 
acidentalmente o produto.

6. Caso um paciente ou assistente sinta indisposição devido à 
inalação da acetona contida no produto, providenciar para que 
possam fazer uma pausa e respirar ar puro.

7. Qualquer porção de polpa exposta ou área de dentina próxima 
deverá ser coberta com um preparado de hidróxido de cálcio. Não 
utilizar produtos com eugenol para efeitos de protecção da polpa.

8. Ao utilizar com pinos de aço pré-formados, o pino não deverá 
ficar em contacto com restaurações metálicas. Cobrir o pino com 
resina composta.

9. Evitar olhar directamente para a luz de polimerização quando for 
realizado o processo de polimerização.

2. Precauções de manuseamento e manipulação
1. O produto PANAVIA F 2.0 é polimerizado através de lâmpada 

para fotopolimerização dentária (comprimento de onda de 
irradiação: 400-515 nm). Utilizar a placa de protecção para 
bloqueio de luminosidade, a fim de evitar a exposição do material 
à luz de trabalho ou à luz natural (radiação solar que penetra 
através de janelas).

2. Assegurar que o bocal descartável ou escova de pincel 
descartável se encontra convenientemente fixo, a fim de evitar 
que o paciente os possa engolir acidentalmente.

3. Após colocar a restauração no dente, o cimento poderá ser sofrer 
polimerização devido à incidência da luz operatória. Proceder 
com precaução para que a luz operatória não fique demasiado 
próxima do paciente.

3. Precauções de armazenamento
1. Não utilizar o produto depois de expirada a data de validade. Ter 

em atenção a data de validade indicada no exterior da 
embalagem.

2. O produto ALLOY PRIMER é inflamável. Manter afastado da chama.
3. O produto deverá ser refrigerado (2-8°C/36-46°F) enquanto não 

estiver a uso; antes da sua aplicação assegurar que o produto se 
encontra à temperatura ambiente.

4. O produto ALLOY PRIMER deverá ser armazenado a 
temperaturas de 2-25°C/36-77°F sempre que não estiver a uso.

5. Manter afastado de fontes de calor extremo ou radiação solar directa.
6. A tampa do frasco ou da seringa deverá voltar a ser reposta 

assim que a resina tiver sido retirada do frasco ou da seringa. 
Este procedimento permitirá evitar a evaporação dos 
componentes voláteis.

7. O produto deve ser armazenado num local adequado e acessível 
apenas a dentistas.

VII. COMPONENTES
1. Tonalidades
PANAVIA F 2.0 Paste é disponibilizada em 4 tonalidades;

TC, Light, White ou Opaque

2. Componentes
Consultar as quantidades no exterior da embalagem.

1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)
2) ED PRIMER Ⅱ (Liquid A / Liquid B)
3) ALLOY PRIMER
4) PANAVIA F 2.0 OXYGUARD Ⅱ
5) Acessórios

• Spatula (Espátula)
• Mixing pad (Bloco de mistura)
• Disposable brush tips (Pontas de pincéis descartáveis)
• Brush tip handle (Cabo para ponta de pincel)
• Mixing dish (Prato de mistura)
• Light blocking plate (Placa de bloqueio de luminosidade)
• Disposable nozzles (Bocais descartáveis)

3. Composição
1) PANAVIA F 2.0 Paste (A Paste / B Paste)

Principais ingredientes
(1) A Paste

• 10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato (MDP)
• Dimetacrilato aromático hidrófobo

• Dimetacrilato alifático hidrófobo
• Dimetacrilato alifático hidrófilo
• Filler de sílica silanizada
• Sílica coloidal silanizada
• dl-Camforoquinona
• Catalisadores
• Iniciadores

(2) B Paste
• Dimetacrilato aromático hidrófobo
• Dimetacrilato alifático hidrófobo
• Dimetacrilato alifático hidrófilo
• Filler (material restaurador) de vidro bário silanizado
• Fluoreto de sódio de superfície tratada
• Catalisadores
• Aceleradores
• Pigmentos

A quantidade total de filler inorgânico é de aprox. 59 vol%. A dimensão 
das partículas dos fillers inorgânicos situa-se entre 0.04 μm e 19 μm.

2) ED PRIMER Ⅱ
Principais ingredientes
(1) Liquid A

• 2-Hidroxietil metacrilato (HEMA)
• 10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato (MDP)
• Água
• N-Metacriloil-5 ácido aminosalicílico (5-NMSA)
• Aceleradores

(2) Liquid B
• N-Metacriloil-5 ácido aminosalicílico (5-NMSA)
• Água
• Catalisadores
• Aceleradores

3) ALLOY PRIMER
Principais ingredientes

• Acetona
• 10-Metacriloiloxidecil dihidrogeno fosfato (MDP)
• 6-(4-Vinil-benzil-N-propil)amino-1,3,5-triazina-2,4-ditione

4) OXYGUARD Ⅱ
Principais ingredientes

• Glicerol (glicerina)
• Polietileneglicol
• Catalisadores
• Aceleradores
• Corantes

VIII. PRODUTOS RELACIONADOS
Os seguintes produtos são necessários para procedimentos específicos.

1) CLEARFIL PORCELAIN BOND ACTIVATOR
＊ Este produto contém um agente de colagem por silanização. A 

mistura do mesmo com CLEARFIL SE BOND PRIMER ou 
CLEARFIL LINER BOND 2V PRIMER ou CLEARFIL NEW BOND 
ou CLEARFIL PHOTO BOND optimiza a força de adesão da 
porcelana ou compósito polimerizado.

2) K-ETCHANT GEL
＊ Esta solução de ácido fosfórico é utilizada no tratamento 

preliminar de esmalte intacto e porcelana.

IX. PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
1. Procedimento básico (utilização de cimento adesivo)

[NOTA]
Utilizar a pasta misturada o mais brevemente possível após retirar e 
misturar a mesma.

  
1) Dosagem das pastas
1. Alinhar a marcação existente na porca com a linha de referência 

existente no êmbolo e rodar a seringa para distribuir a quantidade 
de pasta necessária. A rotação mínima da seringa deverá ser 
meia volta.

2. Deverão ser distribuídas quantidades idênticas das duas pastas, A paste e B 
paste.

3. A quantidade de pasta distribuída na última rotação da seringa 
poderá não ser exacta. Consequentemente, é aconselhável 
eliminar a seringa antes de utilizar a última porção de produto.

4. A quantidade de pasta necessária para uma aplicação típica é:

[NOTA]
1. Se a pasta for retirada rodando o êmbolo um quarto de volta, a 

eficácia do produto poderá ser comprometida quando a pasta 
endurecer.

2. Caso não venha a ser utilizada imediatamente, a pasta deverá 
ser protegida com uma placa de bloqueio de luz.

2) Mistura das pastas, A paste e B paste
Misturar uma quantidade suficiente de ambas as pastas, A paste e B 
paste, no prato de mistura, durante 20 segundos. Assegurar que não 
existe condensação de água no prato de mistura ou na espátula antes 
os utilizar; a presença de água poderá encurtar o tempo de aplicação 
da pasta misturada.

[ATENÇÃO]
1. O tempo de aplicação da pasta misturada poderá variar se a 

mistura for insuficiente.
2. A pasta deverá ser utilizada no prazo de 3 minutos após 

misturada.

[OBSERVAÇÕES]
Os tempos de aplicação da pasta PANAVIA F 2.0 a partir do 
momento em que é retirada da embalagem até à conclusão da 
cimentação são:

Tempo de aplicação da pasta PANAVIA F 2.0

Intensidade luminosa de lâmpadas de fotopolimerização aprovadas 
(400~500 nm)
*1) Halogéneo convencional (>250 mW/cm2), LED (>160 mW/cm2)
*2) Lâmpada de plasma (>2000 mW/cm2), halogéneo rápido (>550 

mW/cm2)

2. Procedimento Standard I (indicações 1 a 4: para cimentação) 
[1] Tratamento da superfície da restauração

1. Metais preciosos (coroas, pontes, inlays e onlays)
1) Tratamento com jacto de partículas de alumina (conforme necessário)

Tratar a superfície da restauração com jacto de partículas de 
alumina de 30 - 50 micron a uma pressão de ar de 4,2 - 7 kg/cm2

 (60 - 100 PSI); 2 - 3 segundos por cm2 será o necessário para 
remover o polimento, permitindo obter um acabamento mate.

2) Limpeza ultrasónica
Limpar a superfície da restauração numa unidade ultrasónica 
durante 2 minutos.

3) Aplicação de ALLOY PRIMER
Aplicar uma camada fina de ALLOY PRIMER na liga de metal precioso.

[ATENÇÃO]
Se a superfície aderente for contaminada por saliva ou sangue após 
a limpeza ultrasónica, limpar a superfície aderente na unidade 
ultrasónica, utilizando um detergente neutro e, em seguida, lavar 
durante 1 minuto com água corrente.

2. Metais não preciosos
1) Tratamento com jacto de partículas de alumina (conforme necessário)

Tratar a superfície da restauração com jacto de pó de alumina de 
30 - 50 micron a uma pressão de ar de 4,2 - 7 kg/cm2 (60 - 100 
PSI); 2 - 3 segundos por cm2 será o necessário para remover o 
polimento, permitindo obter um acabamento mate.

2) Limpeza ultrasónica
Limpar a superfície da restauração numa unidade ultrasónica durante 2 
minutos.

[ATENÇÃO]
Se a superfície aderente for contaminada por saliva ou sangue após 
a limpeza ultrasónica, limpar a superfície aderente na unidade 
ultrasónica, utilizando um detergente neutro e, em seguida, lavar 
durante 1 minuto com água corrente.

3. Restauração de porcelana e compósito polimerizado (inlays, 
onlays, coroas e veneers)

1) Tratamento com jacto de partículas de alumina
Tratar a superfície da restauração com jacto de partículas de 
alumina de 30 - 50 micron, a uma pressão de ar reduzida (1 - 2 
kg/cm2 (14 - 28 PSI)).

2) Cauterização com ácido fosfórico
Cauterizar a superfície de adesão com K-ETCHANT GEL.

3) Enxaguamento e secagem
Após a cauterização com ácido fosfórico, lavar a superfície de 
adesão com água e secar.

4) Tratamento de colagem por silanização
Silanizar a superfície aderente, utilizando os seguinte produtos:
Aplicação da mistura de CLEARFIL PORCELAIN BOND 
ACTIVATOR e CLEARFIL SE BOND PRIMER ou CLEARFIL 
LINER BOND 2V PRIMER ou CLEARFIL PHOTO BOND ou 
CLEARFIL NEW BOND.

[NOTA]
Uma vez tratada a superfície da restauração realizar rapidamente a 
cimentação.

[2] Tratamento da superfície aderente
1. Limpeza da cavidade ou superfície do abutment (pilar)
1) Remover o agente de obturação provisória ou cimento provisório 

da superfície aderente.
2) Para a cimentação de esmalte intacto ou para pontes coladas ou veneers 

de porcelana, aplicar K-ETCHANT GEL na superfície aderente durante 10 
segundos.

2. Tratamento da superfície aderente
1) Mistura do ED PRIMER II

Verter uma gota de cada um dos dois líquidos, Liquid A e Liquid 
B, num depósito do prato de mistura e misturar.

2) Aplicação de ALLOY PRIMER
Se for utilizado um abutment (pilar) de metal precioso, aplicar 
ALLOY PRIMER na superfície metálica do mesmo.

[ATENÇÃO]
Se a superfície aderente for contaminada com saliva ou sangue 
após a aplicação do ALLOY PRIMER, limpar a superfície aderente 
com uma compressa de algodão embebida em álcool e aplicar 
novamente ALLOY PRIMER.

3) Aplicação de ED PRIMER II
Aplicar ED PRIMER II em toda a superfície dentária (esmalte e 
dentina) da superfície aderente ou do dente retentor de metal ou 
resina composta, utilizando uma escova de pincel descartável ou 
esponja, e deixar actuar durante 30 segundos.

4) Secagem
Utilizando uma esponja ou ponta de papel remover o excesso de 
primer, a fim de evitar a formação de uma acumulação de primer 
no canal radicular ou nos cantos da cavidade. Secar 
completamente o primer com um sopro de ar suave. Não esquecer 
que uma acumulação de primer causará uma polimerização 
acelerada do cimento de adesão. Não lavar.
Para evitar uma eventual projecção do primer é prática 
aconselhável secar utilizando simultaneamente um método de 
aspiração.

[ATENÇÃO]
O produto ED PRIMER II deverá ser aplicado em toda a superfície 
da estrutura do dente. Não aplicar na restauração.

[3] Preparação da pasta PANAVIA F 2.0
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clínico 
básico. Consultar o ponto IX.1.”procedimento básico”.

[4] Cimentação
1. Aplicação da mistura de pasta na restauração

Aplicar a mistura de pasta na restauração.

[ATENÇÃO]
NÃO aplicar pasta PANAVIA F 2.0 na superfície dentária tratada 
com ED PRIMER II, pois tal irá acelerar o endurecimento da pasta 
PANAVIA F 2.0.

2. Cimentação da restauração
Cimentar a restauração à cavidade ou ao abutment (pilar). A 
cimentação deverá ser concluída no espaço de 60 segundos. 

[ATENÇÃO]
O contacto do cimento adesivo com o ED PRIMER II irá acelerar a 
polimerização do cimento adesivo.

3. Remoção da pasta excedente
Qualquer porção excedente de pasta PANAVIA F 2.0 localizada 
na margem poderá ser removida com uma sonda ou pequena 
raspadeira. A restauração poderá então ser acabada e polida 
com pomes e água.

4. Polimerização da margem de cimentação
Polimerizar a pasta misturada ao longo da junta de cimentação, 
utilizando um dos dois métodos que se seguem.
① Método de fotopolimerização

Sempre que for possível fotopolimerizar cimento adesivo ao 
longo da margem de cimentação, como em inlays e onlays, 
fotopolimerizar cada secção da margem de cimentação durante 
20 segundos, utilizando lâmpadas de fotopolimerização de 
halogéneo convencionais (>250 mW/cm2) ou lâmpadas de 
fotopolimerização de LED (>160 mW/cm2). Caso sejam utilizadas 
para a fotopolimerização lâmpadas de plasma (>2000 mW/cm2) 
ou lâmpadas de halogéneo rápido (>550 mW/cm2), cada secção 
do cimento dever ser polimerizada durante 5 segundos.

[ATENÇÃO]
A pasta opaca (Opaque paste) não deverá ser fotopolimerizada e 
sim polimerizada através da utilização de OXYGUARD II. Tem uma 
profundidade de polimerização reduzida.
② OXYGUARD II

Utilizar OXYGUARD II para polimerizar a mistura de pasta do 
seguinte modo:
Com uma escova de pincel descartável aplicar OXYGUARD II 
na margem. Após 3 minutos remover o OXYGUARD II, 
utilizando um rolo de algodão e spray de água.

[5] Acabamento
Remover o cimento aderido à superfície do dente através de 
polimento.

3. Procedimento standard II (Indicação 5: Construção do núcleo)

[NOTA]
Este procedimento destina-se a ser utilizado com um pino 
pré-formado e construção de núcleo com resina composta. Para a 
cimentação de núcleos metálicos, consultar o procedimento 1. e as 
instruções de utilização do pino e resina composta.

[1] Tratamento da superfície do pino
1. Tratamento com jacto de partículas de alumina

Tratar o pino com jacto de partículas conforme necessário.

[NOTA]
Alguns pinos pré-formados não requerem tratamento prévio. 
Consultar as instruções de utilização específicas para o tipo de pino.

2. Aplicação de ALLOY PRIMER
Aplicar ALLOY PRIMER no pino caso se trate de um pino de liga de metal 
precioso.

[2] Limpeza da cavidade e preparação do canal radicular
Remover o agente de obturação provisório da cavidade e o material 
de enchimento do canal radicular. Utilizando uma broca Pizo, 
preparar e limpar a abertura do canal radicular.

[3] Tratamento da superfície do dente
1. Mistura do ED PRIMER II

Verter uma gota de cada um dos dois líquidos, Liquid A e Liquid 
B, no prato de mistura e misturar.

2. Aplicação de ED PRIMER II
Utilizando uma esponja ou um canudo de algodão aplicar a 
mistura no canal radicular, na superfície do dente e na estrutura 
do dente. Deixar actuar durante 30 segundos.

3. Remoção do primer em excesso (o mesmo passo é necessário 
também no caso de núcleos metálicos)
Utilizando uma esponja, canudo de algodão ou ponta de papel 
remover o primer em excesso, a fim de evitar a sua acumulação 
nos cantos da cavidade e no interior do canal radicular. 

4. Secagem
Secar o primer com um sopro de ar suave. É aconselhável 
efectuar a secagem utilizando simultaneamente um método de 
aspiração, a fim de evitar uma eventual projecção do primer 
(salpicos).

[ATENÇÃO]
Secar completamente o primer. A acumulação de primer nos cantos 
da cavidade ou no interior do canal radicular terá como 
consequência uma rápida polimerização da pasta misturada.

[4] Preparação da pasta PANAVIA F 2.0
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clínico 
básico. Consultar o ponto IX.1. “procedimento básico”.

[5] Assentamento do pino
1. Aplicação da mistura de pasta no pino

[OBSERVAÇÕES]
A pasta misturada é aplicada no pino metálico para efeitos de 
cimentação.

2. Assentamento do pino no canal radicular
Após aplicar a mistura de pasta no pino, inserir rapidamente o 
mesmo no canal radicular. É aconselhável vibrar ligeiramente o 
pino ao inserir o mesmo no canal radicular, a fim de evitar a 
infiltração de bolhas de ar.

[ATENÇÃO]
• Se for necessário o assentamento de vários pinos num único 

dente, proceder com precaução para evitar que o cimento em 
excesso flua para outros canais radiculares.

• Nunca utilizar uma espiral para obturação de canais (lentulo) para 
inserir o cimento adesivo no canal radicular. Se o cimento adesivo 
for inserido no canal radicular mediante utilização de uma seringa 
para resina composta, a polimerização do cimento será acelerada. 
É necessário assentar o pino o mais rapidamente possível.

3. Espalhamento do cimento em excesso
Utilizando uma pequena escova, espalhar o cimento em excesso 
sobre a restante coroa e cabeça do pino.

4. Polimerização do cimento adesivo
Fotopolimerizar o cimento adesivo existente na restante coroa e 
cabeça do pino durante 20 segundos, utilizando lâmpadas de 
fotopolimerização de halogéneo convencionais (>250 mW/cm2) 
ou lâmpadas de fotopolimerização de LED (>160 mW/cm2). Caso 
sejam utilizadas para a fotopolimerização lâmpadas de plasma 
(>2000 mW/cm2) ou lâmpadas de halogéneo rápido (>550 
mW/cm2), cada margem de cimentação deverá ser polimerizada 
durante 5 segundos.

[NOTA]
É difícil efectuar uma fotopolimerização se for utilizado o cimento 
opaco; utilizar resina composta para construção de núcleos.

[6] Reconstrução com resina composta
Efectuar a reconstrução com resina composta para preparação do 
dente pilar (abutment), de acordo com as instruções de utilização.

[7] Polimerização e acabamento da resina composta
Após polimerizar a resina composta, preparar um dente retentor 
(pilar / abutment).

4. Procedimento standard III (Indicações 6: Colagem de 
amálgama)

[1] Limpeza da superfície do dente
Limpeza da cavidade ou superfície do dente pilar (abutment)

Remover o material de obturação provisória ou cimento provisório 
da superfície aderente.

[2] Tratamento da superfície do dente
Tratamento com ED PRIMER II
1) Preparação do ED PRIMER II

Verter uma gota de cada um dos dois líquidos, Liquid A e Liquid 
B, no prato de mistura e misturar.

2) Aplicação de ED PRIMER II
Aplicar ED PRIMER II em toda a superfície dentária aderente 
(esmalte e dentina), metal, ou abutment de resina composta, 
utilizando uma pequena escova ou esponja, e deixar actuar 
durante 30 segundos.

3) Secagem
Utilizando uma esponja ou ponta de papel, remover o excesso de 
primer para evitar acumulação nos cantos da cavidade. Secar 
completamente o primer, utilizando um sopro de ar suave. Não 
esquecer que uma acumulação de primer causará uma 
polimerização acelerada do cimento de adesão. Para evitar uma 
eventual projecção do primer é prática aconselhável secar 
utilizando simultaneamente um método de aspiração.

[3] Preparação do cimento adesivo
Preparar o cimento adesivo de acordo com o procedimento clínico 
básico. Consultar o ponto IX.1. “procedimento básico”.

[4] Colocação da amálgama
1. Aplicação do cimento adesivo na cavidade

Aplicar uma camada fina e uniforme de cimento adesivo 
misturado em toda a superfície da cavidade preparada com ED 
PRIMER II, tendo o cuidado de evitar uma possível infiltração de 
ar.

[ATENÇÃO]
Dado que o ED PRIMER II acelera o endurecimento do cimento 
adesivo, este deverá ser rapidamente aplicado na cavidade 
preparada com o primer.

2. Enchimento de amálgama
A amálgama triturada deverá ser condensada no cimento adesivo 
não endurecido.
A modelagem oclusal poderá ser executada da forma usual.

[5] Remoção do cimento excedente
Qualquer pequena porção excedente de pasta PANAVIA F 2.0 
localizada na margem poderá ser removida com uma sonda ou 
pequena raspadeira.

[6] Polimerização do cimento adesivo
Polimerizar a pasta misturada ao longo da junta de cimentação, 
utilizando um dos dois métodos que se seguem.
① Método de fotopolimerização

Sempre que for possível fotopolimerizar cimento adesivo ao 
longo da margem de cimentação, como em inlays e onlays, 
fotopolimerizar cada secção da margem de cimentação durante 
20 segundos, utilizando lâmpadas de fotopolimerização de 
halogéneo convencionais (>250 mW/cm2) or lâmpadas de 
fotopolimerização de LED (>160 mW/cm2). Caso sejam 
utilizadas para a fotopolimerização lâmpadas de plasma (>2000 
mW/cm2) ou lâmpadas de halogéneo rápido (>550 mW/cm2), 
cada secção da margem de cimentação deverá ser 
polimerizada durante 5 segundos.

[ATENÇÃO]
A pasta opaca não deverá ser fotopolimerizada e sim polimerizada 
através da utilização de OXYGUARD II. Tem uma profundidade de 
polimerização reduzida.
② OXYGUARD II

Utilizar OXYGUARD II para polimerizar a mistura de pasta do 
seguinte modo:
Com uma escova de pincel descartável aplicar OXYGUARD II 
na margem. Após 3 minutos remover o OXYGUARD II, 
utilizando um rolo de algodão e spray de água.

[7] Acabamento
Remover o cimento aderido à estrutura do dente através de 
polimento.

[GARANTIA]
A Kuraray Noritake Dental Inc. providenciará a substituição de 
qualquer produto que se encontre comprovadamente defeituoso. A 
Kuraray Noritake Dental Inc. não aceita qualquer responsabilidade 
por perdas e danos, directos, consequenciais ou especiais, 
resultantes da aplicação ou utilização, ou incapacidade de utilização 
destes produtos. Antes de utilizar os produtos, o utilizador deverá 
determinar a adequação dos produtos à finalidade de utilização 
pretendida, assumindo todo e qualquer risco e responsabilidade 
relacionados com a utilização dos mesmos.

[NOTA]
CLEARFIL, PANAVIA e OXYGUARD são marcas da KURARAY 
CO., LTD.

1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35 840  Fax:+49 (0)69 305 35 640

Kuraray Europe GmbH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣΕΛΛΗΝΙΚΑINSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃOPORTUGUÊS

Tonalidade de cimento

Restauração

TC, 
Light
(Luz)

White
(Branco)

Opaque
(Opaco) 

Inlays e onlays metálicos; coroas e pontes metálicas
Inlays, onlays e veneers de porcelana ou compósitos
Pinos pré-moldados e núcleos de metal fundido
Pontes de adesão e placas (splints) anteriores

posteriores 
Restaurações de amálgama colada

◎
◎
◎
△
◎
◎

◎
△
◎
◯
◎
◎

◯
△
◎
◎
◎
◯

◎: RECOMENDADO   ◯: ADEQUADO   △: NÃO RECOMENDADO

Número de rotações da seringa
Meia volta

1 volta

Aplicações
Inlays e onlays

Coroas

Etapas de trabalho

Dosagem das pastas
(rodando a seringa o mesmo número de vezes) 15 min.

3 min.
60 seg.
40 seg.

20 seg.
5 seg.
3 min.

Mistura das pastas (durante 20 seg.)
Colocação da restauração sob pressão
…No caso de canal radicular

Fotopolimerização
…Halogéneo convencional, LED*1

…Lâmpada de plasma, halogéneo rápido*2

Aplicação de OXYGUARD II

Tempo de 
aplicação

1.

2.
3.

4.
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